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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Magnetkopfanordnung zum Aufzeichnen und 
Reproduzieren von Informationen auf und von einer 
Magnetplatte unter Verwendung eines Magnetkopfs, 
ein Verfahren zur Herstellung derselben und eine Ma-
gnetplattenvorrichtung, und insbesondere auf eine 
Magnetkopfanordnung unter Verwendung eines 
Dünnfilmkopf-Chips, ein Verfahren zur Herstellung 
derselben und eine Magnetplattenvorrichtung.

Technischer Hintergrund

[0002] Eine Magnetplattenvorrichtung ist eine Spei-
cheranordnung, die es einem Betätiger ermöglicht, 
den Magnetkopf an einer geeigneten Spur auf einer 
sich drehenden Magnetplatte zu positionieren, um 
dadurch Daten aus dieser Spur zu lesen oder Daten 
auf diese Spur durch den Magnetkopf zu schreiben.
[0003] Diese Magnetplattenvorrichtung wird als ex-
terne Speicheranordnung verbreitet verwendet. Um 
den Bedarf an einer Verkleinerung der Größe von 
Computersystemen in letzter Zeit zu decken, besteht 
eine Nachfrage nach kleinen Magnetplattenvorrich-
tungen mit einer großen Kapazität. Die Größe von 
Magnetplatten tendiert zu 3,5 Zoll oder 1,8 Zoll von 
5,25 Zoll.
[0004] Die Größenreduktion der Magnetplattenvor-
richtung und die große Kapazität erfordern eine Auf-
zeichnung mit hoher Dichte, Wenn eine Aufzeich-
nung mit hoher Dichte vorgenommen wird, werden 
jedoch die magnetischen Kraftlinien eines Magnet-
plattenmediums kurz, so dass es bevorzugt wird, 
eine planare oder rechtwinklige Aufzeichnung vorzu-
nehmen, wobei der Schwebebetrag des Kopfs so 
klein wie in der Größenordnung von Mikron oder dar-
unter eingestellt wird, oder eine rechtwinklige Auf-
zeichnung vorzunehmen, wobei der Kopf mit der Ma-
gnetplatte in Kontakt gebracht wird.
[0005] In dem Fall, wo der Schwebebetrag des 
Kopfs klein ist oder der Kopf mit der Platte in Kontakt 
gebracht wird, sinkt, wenn der Kopf schwer ist, die 
maximale Abtastfähigkeit hinsichtlich Wellungen 
oder Vorsprüngen des Magnetplattenmediums in der 
Größenordnung von Mikron,
[0006] Wenn die Last des Kopfs erhöht wird, um 
diese maximale Abtastfähigkeit zu verbessern, steigt 
andererseits die Kraft des Kontakts mit den Vorsprün-
gen des Magnetplattenmediums, wodurch das Risiko 
einer Beschädigung des Kopfs und einer Beschädi-
gung des Mediums erhöht wird.
[0007] Daher steigt mit der Abnahme der Masse des 
Kopfs und der Abnahme der Last des Kopfs die ma-
ximale Abtastfähigkeit hinsichtlich eines Magnetplat-
tenmediums, so dass eine Aufzeichnung mit hoher 
Dichte mit dem reduzierten Schwebebetrag des 
Kopfs oder durch das Inkontaktbringen des Kopfs mit 

dem Medium möglich wird.
[0008] Fig. 1 ist eine Darstellung, welche die Struk-
tur eines herkömmlichen Magnetkopfs zeigt, und 
Fig. 2 ist eine Darstellung, die ein Herstellungsver-
fahren für den Kopf veranschaulicht.
[0009] Als Beispiel eines rechtwinkligen Aufzeich-
nungskopfs des Kontakttyps wurde ein flexibler Mag-
netkopf 9 vorgeschlagen (siehe beispielsweise Japa-
nische ungeprüfte Patentveröffentlichung Nr. 
178017/1991), wie in Fig. 1 gezeigt.
[0010] In diesem Kopf 9, wie in Fig. 1(B) gezeigt, ist 
ein Hauptpol (Hauptmagnetpol) 90 vertikal in einem 
dielektrischen Biegekörper 96 aus Aluminiumoxid 
oder dgl. gebildet, ein mit diesem Pol verbundenes 
Joch 91 ist horizontal gebildet, ein mit diesem Joch 
verbundener hinterer Ansatz 93 ist vertikal gebildet, 
und ein mit diesem Ansatz verbundenes Rückführ-
joch 94 ist horizontal gebildet, wobei diese Kompo-
nenten einen Reluktanzweg darstellen. Dieser Weg 
endet an einem Spalt 95 mit hoher Reluktanz zwi-
schen dem Hauptpol 90 und dem Rückführjoch 94.
[0011] Eine spiralförmige Spule 92 ist induktiv mit 
dem Joch 91 gekoppelt, wobei beide Enden der Spu-
le 92 über Kontaktleiter 97 mit Bondinseln 98 verbun-
den sind.
[0012] Dieser Kopf wird als Kopf des Sondentyps 
bezeichnet, der mit Dünnfilmbildungstechnologie 
hergestellt wird und sehr klein ausgebildet werden 
kann. Der Kopf 9 hat beispielsweise, wie in Fig. 1(A)
gezeigt, eine Breite D von 0,5 mm, eine Dicke B von 
0,05 mm, eine Länge A von 12,5 mm und eine Masse 
von 100 Mikrogramm.
[0013] Durch das Anbringen eines solchen Kopfs 9
an einem Arm werden eine geringe Masse und gerin-
ge Last des Kopfs möglich, wodurch eine rechtwink-
lige Aufzeichnung mit hoher Dichte bei der Spurver-
folgung mit der Wellung des Magnetplattenmediums 
sichergestellt wird.
[0014] Dieser Kopf 9 wird als integrierte Einheit un-
ter Verwendung von Dünnfilm- und Photolithogra-
phietechnologien gebildet. Viele Köpfe werden, wie in 
Fig. 2 gezeigt, auf einem polierten Wafer 9-1 aus Ba-
riumtitanat oder dgl. in der Größenordnung von Mi-
kron durch zahlreiche Schritte durch Sputtern, 
Dampfabscheidung, Plattieren, chemische Abschei-
dung, Ionenstrahlabscheidung und Ätzen, etc., gebil-
det, und diese Köpfe werden geritzt, um individuelle 
Köpfe zu sein.
[0015] Der Stand der Technik hat jedoch die folgen-
den Probleme. 

(1) Je größer die Anzahl von auf dem Wafer 9-1
gebildeten Köpfen ist, desto niedriger werden die 
Kosten. Da jedoch der Kontaktleiterabschnitt im 
Stand der Technik in einem Stück gebildet ist, ist 
die Anzahl von Köpfen, die auf dem Wafer 9-1 ge-
bildet werden können, begrenzt, beispielsweise 
können nur etwa 270 Köpfe auf einem 3 Zoll-Wa-
fer gebildet werden. Dies erhöht die Kosten der 
Köpfe signifikant.
(2) Wenn die Köpfe groß sind, nimmt die Anzahl 
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von Defekten in den aus dem Wafer 9-1 heraus-
geschnittenen Köpfen zu; auch wenn beispiels-
weise der Kontaktleiterabschnitt allein defekt ist, 
wird der ganze Kopf defekt. Dies erhöht die Kos-
ten der Köpfe weiter.

[0016] Das Dokument EP-0 430 407-A offenbart ein 
Beispiel einer Magnetkopfanordnung des Kontakt-
typs, welche dem Oberbegriff von Anspruch 1 ent-
spricht, und bei welcher der Kopf-Chip und sein 
Stützarm als einheitliche Struktur hergestellt sind.
[0017] Andere Magnetkopfanordnungen für ein 
Nicht-Kontakt-Lesen und -Schreiben von Daten, die 
auch als einheitliche Struktur hergestellt sind, sind z. 
B. aus den Dokumenten EP-0 179 653-A und US-5 
065 271-A bekannt.

Offenbarung der Erfindung

[0018] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Magnetkopfanordnung und ein Verfahren 
zur Herstellung einer Magnetkopfanordnung vorzu-
sehen, das der Zusammenbau der Anordnung er-
leichtert.
[0019] Eine Magnetkopfanordnung gemäß der vor-
liegenden Erfindung, die an einem Arm zu montieren 
ist, zum Aufzeichnen und Reproduzieren von Daten 
auf und von einer Magnetplatte umfasst:  
einen rechtwinkligen Aufzeichnungskopf-Chip mit ei-
nem Lese/Schreibelement, das eine Laminierung 
aus einer Isolierschicht, einem magnetischen Haupt-
pol, einer Spule und Anschlussabschnitten der Spule 
aufweist, die aus dünnen Filmen gebildet sind, und 
einem Rückführjoch, um einen Weg mit niedriger Re-
luktanz zu schaffen,  
einen flexiblen Stützkörper, der einen Leitungsab-
schnitt aufweist und am Arm angebracht ist, zum 
Stützen des Kopf-Chips,  
dadurch gekennzeichnet, dass:  
der Kopf-Chip eine T-Form aufweist, und der Stütz-
körper eine Vertiefung aufweist, die an einem Spitze-
nende davon gebildet ist, um einen vertikalen Ab-
schnitt des T-förmigen Kopf-Chips zu halten.
[0020] Eine Magnetplattenvorrichtung gemäß der 
vorliegenden Erfindung hat die in Anspruch 16 aus-
geführten Merkmale.
[0021] Da gemäß dem Stand der Technik die Mag-
netplattenanordnung direkt an dem Arm montiert ist, 
erhält die Magnetplattenanordnung eine Flexibilität, 
und der Kontaktleiter benötigt eine Länge für diesen 
Betrag, wodurch ein langer Kopfbiegekörper erfor-
derlich wird. Die Anforderung einer Dünnfilmlaminie-
rung betrifft jedoch nur einen Weg mit niedriger Re-
luktanz, der hauptsächlich einen Magnetpol und die 
Spule einschließt, und der Kontaktleiterabschnitt 
kann durch ein anderes Mittel gebildet werden.
[0022] Die Länge des Wegs mit niedriger Reluktanz, 
der den Magnetpol und die Spule einschließt, beträgt 
nur etwa 1/20 der Gesamtlänge, und es ist sinnlos, 
den anderen Abschnitt auf einem Wafer in zahlrei-

chen Schritten zu bilden.
[0023] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird da-
her der Weg mit niedriger Reluktanz, der hauptsäch-
lich einen Magnetpol und die Spule einschließt, die 
auf einem Wafer gebildet werden sollten, auf dem 
Wafer unter Verwendung einer Dünnfilm-Laminie-
rungstechnologie vorgesehen, und der andere Ab-
schnitt des Kontaktleiterabschnitts wird getrennt 
durch einen flexiblen Stützkörper gebildet, um zu er-
möglichen, dass die Anzahl von Kopfabschnitten, die 
auf einem Wafer gebildet werden können, erhöht 
wird, wodurch eine Kostenreduktion sichergestellt 
wird.
[0024] Da diese Ausbildung die Kopf-Chipabschnit-
te miniaturisiert, wodurch es schwierig wird, eine 
elektrische Verbindung vorzusehen, ist der 
Kopf-Chipabschnitt mit einem Anschlussabschnitt für 
eine Verbindung mit dem Signalanschlussabschnitt 
des flexiblen Stützkörpers 2 versehen, um die Verbin-
dung zu erleichtern.
[0025] Ferner ist die vorliegende Erfindung gemäß
einer Ausführungsform davon dadurch gekennzeich-
net, dass die Richtung der Dünnfilmlaminierung des 
Kopf-Chips horizontal zur Oberfläche der Magnet-
platte ist.
[0026] Gemäß dem Stand der Technik ist die Rich-
tung der Dünnfilmlaminierung des Kopfs hauptsäch-
lich rechtwinklig zur Magnetplattenoberfläche, der 
andere Abschnitt als der Hauptmagnetpol wird in ei-
nem dünnen Film auf einem Wafer gebildet und wird 
dann herausgeschnitten, und dann wird der Haupt-
magnetpol in einem dünnen Film aus der Richtung 
horizontal zur Magnetplattenoberfläche gebildet.
[0027] Wenn die Richtung der Dünnfilmlaminierung 
des Kopf-Chips horizontal zur Magnetplattenoberflä-
che ausgebildet wird wie in der vorliegenden Erfin-
dung, kann der Hauptmagnetpol in derselben Dünn-
filmbildungsrichtung gebildet werden, bevor der 
Kopf-Chip aus einem Wafer herausgeschnitten wird. 
Dies kann die Anzahl von Kopf-Chips auf dem Wafer 
erhöhen, und kann die Schritte der Herstellung der 
Kopf-Chips vereinfachen, wodurch sichergestellt 
wird, dass die Köpfe mit niedrigeren Kosten vorgese-
hen werden können.
[0028] Darüber hinaus umfasst ein Verfahren zur 
Herstellung einer Magnetkopfanordnung gemäß der 
vorliegenden Erfindung:  
einen Schritt des Bildens einer Anzahl von 
Kopf-Chips mit einer T-Form, einer Laminierung aus 
einer Isolierschicht, einem Rückführjoch, einem mag-
netischen Hauptpol, einer Spule und Anschlussab-
schnitten der Spule, als dünne Filme auf einem Sub-
strat,  
einen Schritt des Ausschneidens des T-förmigen 
Kopf-Chips aus dem Substrat; und  
einen Schritt des Verbindens von einem flexiblen 
Stützkörper, der eine an seinem einen Spitzenende 
gebildete Vertiefung aufweist, um einen vertikalen 
Abschnitt des T-förmigen Kopf-Chips zu halten, und 
Leitungsabschnitten und Verbindungskontaktstellen 
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der Leitungsabschnitte mit den Anschlussabschnit-
ten des Kopf-Chips.
[0029] Dieses Verfahren kann eine 
Block-für-Block-Anordnung ermöglichen. auch wenn 
die Kopf-Chips und Stützkörper klein sind, und kann 
eine Anzahl von Magnetkopfanordnungen zu einer 
Zeit herstellen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0030] Fig. 1 ist eine Darstellung, welche die Struk-
tur eines herkömmlichen, flexiblen Magnetkopfs 
zeigt;
[0031] Fig. 2 ist eine erläuternde Darstellung eines 
Herstellungsverfahrens des Magnetkopfs in Fig. 1;
[0032] Fig. 3 ist eine auseinandergezogene Ansicht 
einer Magnetplattenvorrichtung, bei der die vorlie-
gende Erfindung verwendet wird:
[0033] Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht, die 
das Innere der Magnetplattenvorrichtung in Fig. 3
veranschaulicht;
[0034] Fig. 5 ist ein Schnitt der Magnetplattenvor-
richtung in Fig. 3;
[0035] Fig. 6 ist eine Draufsicht der Magnetplatten-
vorrichtung in Fig. 3;
[0036] Fig. 7 ist eine auseinandergezogene Ansicht 
eines Betätigers und einer Magnetkopfanordnung 
der Magnetplattenvorrichtung in Fig. 3;
[0037] Fig. 8 ist eine Ansicht, welche die Struktur 
des Betätigers und der Magnetkopfanordnung der 
Magnetplattenvorrichtung in Fig. 3 zeigt;
[0038] Fig. 9 präsentiert einen Schnitt einer Mag-
netkopfanordnung, die hier nicht beansprucht wird;
[0039] Fig. 10 ist eine auseinandergezogene An-
sicht der Magnetkopfanordnung in Fig. 9;
[0040] Fig. 11 zeigt die Struktur eines Kopf-Chips in 
Fig. 10;
[0041] Fig. 12 ist eine auseinandergezogene An-
sicht eines flexiblen Stützkörpers in Fig. 10;
[0042] Fig. 13 zeigt die Beziehung zwischen dem 
Kopf-Chip und dem flexiblen Stützkörper der Magnet-
kopfanordnung in Fig. 9:
[0043] Fig. 14 ist eine Darstellung, die zeigt, wie der 
Kopf-Chip und der flexible Stützkörper der Magnet-
kopfanordnung in Fig. 9 verbunden sind;
[0044] Fig. 15 präsentiert eine perspektivische An-
sicht einer weiteren Magnetkopfanordnung, die hier 
nicht beansprucht wird;
[0045] Fig. 16 ist ein Schnitt der Magnetkopfanord-
nung in Fig. 15;
[0046] Fig. 17 zeigt ein weiteres Beispiel der Mag-
netkopfanordnung in Fig. 15:
[0047] Fig. 18 ist eine Darstellung, welche die Mon-
tage der in Fig. 15 und 17 gezeigten Magnetkopfan-
ordnungen zeigt;
[0048] Fig. 19 veranschaulicht ein Verfahren zur 
Bildung von Kopf-Chips in Fig. 15 und 17;
[0049] Fig. 20 veranschaulicht ein Verfahren zur 
Herstellung der Magnetkopfanordnungen in Fig. 15
und 17:

[0050] Fig. 21 veranschaulicht ein Kopf-Chip-
block-Bildungsverfahren in Fig. 20;
[0051] Fig. 22 veranschaulicht ein Stützkörper-
blatt-Bildungsverfahren in Fig. 20;
[0052] Fig. 23 veranschaulicht ein Magnetkopfan-
ordnungs-Zusammenbauverfahren in Fig. 20;
[0053] Fig. 24 zeigt die Struktur einer weiteren Ma-
gnetkopfanordnung, die hier nicht beansprucht wird;
[0054] Fig. 25 zeigt die Struktur einer weiteren Ma-
gnetkopfanordnung, die hier nicht beansprucht wird;
[0055] Fig. 26 veranschaulicht ein Verfahren zur 
Herstellung der Magnetkopfanordnung in Fig. 25;
[0056] Fig. 27 veranschaulicht die Struktur eines 
weiteren Stützkörperblatts, das in der Magnetkopfan-
ordnung in Fig. 25 verwendet wird;
[0057] Fig. 28 veranschaulicht ein Verfahren zur 
Herstellung der Magnetkopfanordnung unter Ver-
wendung des Stützkörperblatts in Fig. 27;
[0058] Fig. 29 präsentiert einen Schnitt eines 
Kopf-Chips einer Magnetkopfanordnung, die hier 
nicht beansprucht wird;
[0059] Fig. 30 ist ein Schnitt einer weiteren Magnet-
kopfanordnung, die hier nicht beansprucht wird;
[0060] Fig. 31 ist eine Darstellung zur Erläuterung 
eines Verfahrens zur Herstellung eines Kopf-Chips in 
Fig. 30;
[0061] Fig. 32 veranschaulicht die Struktur des 
Stützkörpers, der hier nicht beansprucht wird;
[0062] Fig. 33 veranschaulicht die Struktur noch ei-
nes weiteren Stützkörpers, der hier nicht bean-
sprucht wird;
[0063] Fig. 34 veranschaulicht die Struktur eines 
weiteren Stützkörpers, der hier nicht beansprucht 
wird;
[0064] Fig. 35 veranschaulicht die Struktur noch ei-
nes weiteren Stützkörpers, der hier nicht bean-
sprucht wird;
[0065] Fig. 36 veranschaulicht die Struktur noch ei-
nes weiteren Stützkörpers, der hier nicht bean-
sprucht wird;
[0066] Fig. 37 ist eine perspektivische Ansicht einer 
weiteren Magnetkopfanordnung, die hier nicht bean-
sprucht wird;
[0067] Fig. 38 ist ein Schnitt der Magnetkopfanord-
nung in Fig. 37;
[0068] Fig. 39 präsentiert einen Schnitt einer weite-
ren Magnetkopfanordnung, die hier nicht bean-
sprucht wird;
[0069] Fig. 40 präsentiert einen Schnitt einer weite-
ren Magnetkopfanordnung, die hier nicht bean-
sprucht wird;
[0070] Fig. 41 präsentiert einen Schnitt einer weite-
ren Magnetkopfanordnung, die hier nicht bean-
sprucht wird;
[0071] Fig. 42 ist eine perspektivische Ansicht einer 
Magnetkopfanordnung gemäß der vorliegenden Er-
findung;
[0072] Fig. 43 ist ein Schnitt der Magnetkopfanord-
nung in Fig. 42;
[0073] Fig. 44 ist eine perspektivische Ansicht einer 
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weiteren Magnetkopfanordnung, die hier nicht bean-
sprucht wird;
[0074] Fig. 45 präsentiert eine Strukturdarstellung 
für die auf einem Arm montierte Magnetkopfanord-
nung in Fig. 44;
[0075] Fig. 46 ist eine perspektivische Ansicht einer 
weiteren Magnetkopfanordnung, die hier nicht bean-
sprucht wird;
[0076] Fig. 47 ist eine perspektivische Ansicht einer 
weiteren Magnetkopfanordnung, die hier nicht bean-
sprucht wird;
[0077] Fig. 48 ist eine perspektivische Ansicht einer 
weiteren Magnetkopfanordnung, die hier nicht bean-
sprucht wird;
[0078] Fig. 49 ist eine perspektivische Ansicht einer 
weiteren Magnetkopfanordnung, die hier nicht bean-
sprucht wird;
[0079] Fig. 50 ist eine perspektivische Ansicht einer 
weiteren Magnetkopfanordnung, die hier nicht bean-
sprucht wird;
[0080] Fig. 51 ist eine Draufsicht einer weiteren Ma-
gnetplattenvorrichtung;
[0081] Fig. 52 ist ein Schnitt der Magnetplattenvor-
richtung in Fig. 51;
[0082] Fig. 53 ist eine Draufsicht eines Betätigers in 
Fig. 51;
[0083] Fig. 54 ist eine perspektivische Ansicht einer 
weiteren Magnetkopfanordnung, die hier nicht bean-
sprucht wird;
[0084] Fig. 55 veranschaulicht einen weiteren Ver-
bindungsmechanismus für die Magnetkopfanord-
nung in Fig. 55;
[0085] Fig. 56 ist eine perspektivische Ansicht einer 
weiteren Magnetkopfanordnung, die hier nicht bean-
sprucht wird;
[0086] Fig. 57 veranschaulicht einen weiteren Ver-
bindungsmechanismus für die Magnetkopfanord-
nung in Fig. 56;
[0087] Fig. 58 ist eine perspektivische Ansicht einer 
weiteren Magnetkopfanordnung, die hier nicht bean-
sprucht wird; und
[0088] Fig. 59 ist eine perspektivische Ansicht einer 
weiteren Magnetkopfanordnung, die hier nicht bean-
sprucht wird.

Beste Ausführungsweise der Erfindung

(a) Beschreibung einer Magnetplattenvorrichtung

[0089] Fig. 3 ist eine auseinandergezogene Ansicht 
einer Magnetplattenvorrichtung, Fig. 4 ist eine pers-
pektivische Ansicht, die das Innere der Magnetplat-
tenvorrichtung in Fig. 3 veranschaulicht, Fig. 5 ist ein 
Schnitt der Magnetplattenvorrichtung in Fig. 3, Fig. 6
ist eine Draufsicht der Magnetplattenvorrichtung in 
Fig. 3, und Fig. 7 ist eine perspektivische Ansicht ei-
nes Betätigers der Magnetplattenvorrichtung in 
Fig. 3.
[0090] Die in Fig. 3 bis 7 veranschaulichte Magnet-
plattenvorrichtung veranlasst einen Kopf, mit einer 

1,8 Zoll-Magnetplatte in Kontakt zu gelangen, um 
eine rechtwinklige Magnetaufzeichnung vorzuneh-
men.
[0091] Eine Basis 60 der Magnetplattenvorrichtung, 
wie in Fig. 3 und 4 gezeigt, ist mit einer Drehachse 62
eines Betätigers 4, einer Magnetschaltung 63 zum 
Antreiben des Betätigers 4, einer festen Zentrierach-
se 64 einer Magnetplatte 5, und einem Verbinderab-
schnitt 65 zur externen Verbindung versehen. An die-
ser Zentrierachse 64 ist ein Statorabschnitt 66 mit ei-
ner Treibspule angebracht, wie in Fig. 5 gezeigt. Ein 
Rotorabschnitt 50, der die Magnetplatte 5 stützt und 
einen Magneten aufweist, ist drehbar über ein Lager 
(nicht gezeigt) an der Zentrierachse 64 vorgesehen.
[0092] Wenn die Treibspule des auf der Zentrierach-
se 64 vorgesehenen Statorabschnitts 66 erregt wird, 
arbeitet sie demgemäß mit dem Magneten des Ro-
torabschnitts 50 zusammen, so dass der Rotorab-
schnitt 50 rund um die Zentrierachse 64 rotiert, wo-
durch die Magnetplatte 5 gedreht wird.
[0093] Ein sich drehendes Loch 45 (siehe Fig. 8) ei-
nes Zylinderabschnitts 43 des Betätigers 4 ist über 
ein Lager 44 auf der Drehachse 62 eingepasst, und 
eine Spule 41 auf der Rückseite des Zylinderab-
schnitts 43 ist in der Magnetschaltung 63 angeordnet. 
An dem Zylinderabschnitt 43 des Betätigers 4 sind 
Arme 3 angebracht, an denen jeweils flexible Stütz-
körper 2 mit Kopf-Chips 1 an ihren distalen Enden an-
gebracht sind.
[0094] Hier stützt der Rotorabschnitt 50 zwei Mag-
netplatten 5. Der Betätiger 4 ist mit vier Armen 3 ver-
sehen, und der Zylinderabschnitt 43 ist mit einem 
Flachkabel 42 (siehe Fig. 3 und 4) für eine Verbin-
dung zwischen den einzelnen Kopf-Chips 1 und einer 
externen Schaltung versehen. Jeder Kopf-Chip 1 ist, 
wie in Fig. 8 gezeigt, mit dem Flachkabel 42 durch 
Leitungsdrähte 30 verbunden, die entlang dem Arm 3
vorgesehen sind.
[0095] Ein Schaltkreis einer Treiberschaltung (nicht 
gezeigt), etc., ist an der Basis 60 vorgesehen, eine 
Abdeckung 61 in Fig. 3 ist durch Schrauben an der 
Basis in dem in Fig. 4 gezeigten Zustand befestigt, 
um das Innere luftdicht zu machen.
[0096] Diese Magnetplattenvorrichtung hat eine 
Höhe von etwa 5 mm und hat die Größe einer Karte.
[0097] Der Arm 3 hat, wie in Fig. 7 gezeigt, ein ge-
bogenes distales Ende, an dem der flexible Stützkör-
per 2, der an der Spitze mit dem Kopf-Chip 1 verse-
hen ist, durch Laserpunktschweißen oder dgl. ange-
bracht ist. Der Arm 3 ist an dem Zylinderabschnitt 43
durch ein Klebemittel oder eine Schraube ange-
bracht.
[0098] Somit rotiert die Magnetplatte 5 mit der Rota-
tion des Rotorabschnitts 50 durch den Statorab-
schnitt 66, und dem Kopf-Chip 1 wird es durch den 
Betätiger 4 ermöglicht, sich für ein Suchen in der ra-
dialen Richtung der Magnetplatte 5 (in einer die Spu-
ren querenden Richtung) zu bewegen.
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(b) Beschreibung einer ersten Magnetkopfanord-
nung, die hier nicht beansprucht wird

[0099] Fig. 9 präsentiert eine Strukturdarstellung ei-
ner Magnetkopfanordnung, Fig. 10 ist eine auseinan-
dergezogene Ansicht der Magnetkopfanordnung in 
Fig. 9, Fig. 11 ist eine Strukturdarstellung eines 
Kopf-Chips der Magnetkopfanordnung in Fig. 9, 
Fig. 12 ist eine Strukturdarstellung eines Stützkör-
pers der Magnetkopfanordnung in Fig. 9, Fig. 13
zeigt die Beziehung zwischen dem Kopf-Chip in 
Fig. 11 und dem Stützkörper in Fig. 12, und Fig. 14
ist eine Darstellung, die den Verbindungszustand von 
Fig. 13 zeigt.
[0100] In Fig. 10 hat ein Kopf-Chip 1 eine Breite w 
von 0,42 mm, eine Länge 1 von 0,8 mm und eine Di-
cke von 0,04 mm, und hat eine Struktur, die mit Be-
zugnahme auf Fig. 11 beschrieben wird, wohingegen 
der flexible Stützkörper 2 eine Breite W von 0,42 mm 
hat, eine Länge L von 10,7 mm und eine Dicke von 
0,05 mm, und mit Bezugnahme auf Fig. 12 beschrie-
ben wird.
[0101] In Fig. 11 hat der Kopf-Chip 1, ein rechtwink-
lig Magnetaufzeichnungskopf des Sondentyps, einen 
Weg mit niedriger Reluktanz, der aus einem Pol 
(Hauptmagnetpol) 16-1, einem Joch 16-2, einem 
Kern 16-3 und Rückführansätzen 10-1 und 10-2 be-
steht. Ein Spalt mit hoher Reluktanz ist zwischen dem 
Pol 16-1 und dem Rückführansatz 10-1 gebildet, und 
eine Kontaktstelle 1-1, die aus einem steifen Material 
besteht, ist an dem Pol 16-1 vorgesehen. Eine spiral-
förmige Spule 17 ist rund um den Kern 16-3 vorgese-
hen, und ein Paar von Verbinderanschlüssen 11 und 
13, die aus Gold (Au) bestehen und mit der Spule 17
verbunden sind, liegen frei.
[0102] Daher kommt die steife Kontaktstelle 1-1, wie 
in Fig. 11(B) gezeigt, mit einer doppelschichtigen Ma-
gnetplatte 5 für eine rechtwinklige Magnetaufzeich-
nung in Kontakt. Die Magnetkraft von dem Pol 16-1
wird von der unteren Schicht der Magnetplatte 5 zu 
dem Pol 16-1 und den Rückführansätzen 10-1 und 
10-2 verteilt, und kehrt zurück, so dass nur jener Ab-
schnitt der Magnetplatte 5, der direkt unter dem Pol 
16-1 liegt, für eine rechtwinklige Aufzeichnung mag-
netisiert wird. Zu dieser Zeit gelangt die Kontaktstelle 
1-1 aus einem steifen Material in dem Kopf-Chip 1 mit 
der Magnetplatte 5 in Kontakt. Auch wenn eine Auf-
zeichnung des Kontakttyps verwendet wird, unter-
liegt der Kopf-Chip 1 einem geringen Verschleiß, und 
führt eine stabile Kontaktaufzeichnung durch, um 
eine Aufzeichnung mit hoher Dichte sicherzustellen.
[0103] Dieser Kopf-Chip 1 wird durch eine Laminie-
rung dünner Filme gebildet, deren Laminierungsrich-
tung vertikal zur Oberfläche der Magnetplatte 5 ist. 
Da der Kopf-Chip 1 mit dem Weg mit niedriger Reluk-
tanz versehen ist, der den Magnetpol 16-1, die Spule 
17 und die Anschlüsse 11 und 13 einschließt, und 
keinen Leitungsabschnitt aufweist, kann er sehr klein 
ausgebildet werden, 1/20 des herkömmlichen Typs, 
wie in Fig. 10 gezeigt.

[0104] Der flexible Stützkörper 2, der diesen 
Kopf-Chip 1 stützt, hat eine Isolierschicht 27 aus ei-
nem Isolierharz oder dgl., die auf einer flexiblen Me-
tallplatte (Basisplatte) aus rostfreiem Stahl gebildet 
ist, mit Kontaktmustern 24 und 26, die aus einem leit-
fähigen Metall, wie Kupfer, auf der Isolierschicht 27
gebildet sind, wie in Fig. 12 gezeigt. Ferner ist auf 
den Kontaktmustern 24 und 26 eine Isolierschutz-
schicht 28 mit Löchern vorgesehen, die so gebildet 
sind, dass beide Enden der Kontaktmuster 24 und 26
freiliegen. Höckerabschnitte 21 und 23 sind an den 
einen Enden (Verbindungsabschnitten mit dem 
Kopf-Chip 1) der freiliegenden Abschnitte der Kon-
taktmuster 24 und 26 gebildet.
[0105] Der Verbindungsabschnitt (Basisabschnitt) 
des flexiblen Stützkörpers 2 mit dem Arm 3 hat eine 
große Fläche, um die Festigkeit der Verbindung mit 
dem Arm 3 zu erhöhen.
[0106] Mit Bezugnahme auf Fig. 13 und 14 wird die 
Verbindung des Kopf-Chips 1 mit dem flexiblen Stütz-
körper 2 beschrieben.
[0107] Ein Isolierklebemittel wird, wie in Fig. 13 ge-
zeigt, rund um die Höckerabschnitte 21 und 23 des 
flexiblen Stützkörpers 2 aufgebracht, und die An-
schlüsse 11 und 13 des Kopf-Chips 1 werden auf die 
Höckerabschnitte 21 und 23 des flexiblen Stützkör-
pers 2 positioniert. Dann werden die Anschlüsse 11
und 13 des Kopf-Chips 1 an den Höckerabschnitten 
21 und 23 des flexiblen Stützkörpers 2 platziert und 
darauf gepresst. Da die Höckerabschnitte 21 und 23
des flexiblen Stützkörpers 2 abstehen, werden die 
Höckerabschnitte 21 und 23 leitend mit den An-
schlüssen 11 und 13 des Kopf-Chips 1 gekoppelt, 
und der Kopf-Chip 1 wird an dem flexiblen Stützkör-
per 2 an dem anderen Abschnitt mittels eines Klebe-
mittels fixiert, wie in Fig. 14(A) gezeigt. Das Vorse-
hen der Höckerabschnitte 21 und 23 auf dem flexib-
len Stützkörper 2 kann es ermöglichen, dass der win-
zige Kopf-Chip 1, der etwa 0,5 mm breit ist, leicht an 
dem flexiblen Stützkörper 2 fixiert wird, wobei eine 
elektrische Verbindung damit vorgesehen wird.
[0108] Leitungsdrähte 30 werden, wie in Fig. 14(B)
gezeigt, mit den armseitigen Endabschnitten der 
Kontaktmuster 24 und 26 des flexiblen Stützkörpers 
2 verbunden. Der oben angegebene große Abschnitt 
der Schutzschicht 28 des flexiblen Stützkörpers 2
wird mit einem Klebemittel überzogen, und wird si-
cher am Arm 3 angebracht. Diese Leitungsdrähte 30
sind mit dem Flachkabel 42 zu verbinden, das mit Be-
zugnahme auf Fig. 8 beschrieben wurde.
[0109] Während der flexible Stützkörper 2 an der 
Unterseite des Arms 3 in Fig. 14(B) angebracht wird, 
ermöglicht der Arm 3, wenn er an der Spitze des 
Arms 3 angebracht wird, wie in Fig. 9 gezeigt, dass 
die Kontaktstelle 1-1 des Kopf-Chips 1 mit der Mag-
netplatte 5 für eine rechtwinklige Aufzeichnung und 
ein Lesen in Kontakt gelangt.
[0110] Da der flexible Magnetkopf, der im Stand der 
Technik in einem Stück gebildet wurde, in den 
Kopf-Chip 1, welcher den Weg mit niedriger Reluk-
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tanz aufweist, der den Magnetpol, die Spule und die 
aus dünnen Filmen gebildeten Anschlüsse ein-
schließt, und den flexiblen Stützkörper 2 geteilt wird, 
der eine Flexibilität und Anschlüsse aufweist, erhöht 
sich die Anzahl der Kopf-Chips 1 erheblich, die auf ei-
nem Wafer gebildet werden; in diesem Beispiel be-
trägt die Anzahl der Kopf-Chips 1, die aus einem ein-
zigen Wafer erhalten werden können, mehr als etwa 
das 10-fache der herkömmlich möglichen Anzahl. 
Durch eine einfache Berechnung werden daher 
Kopf-Chips zu etwa 1/10 des herkömmliches Preises 
verfügbar.
[0111] Es wird bevorzugt, dass der Kopf-Chip 1 1,0 
mm tief (lang), 0,5 mm breit und 0,2 mm oder weniger 
dick ist.
[0112] Es wird bevorzugt, dass der flexible Stützkör-
per 2 0,5 mm oder weniger breit, 0,1 mm oder weni-
ger dick und 11,0 mm oder weniger lang ist.

(c) Beschreibung einer zweiten Magnetkopfanord-
nung, die hier nicht beansprucht wird

[0113] Fig. 15 präsentiert eine Strukturdarstellung 
einer Magnetkopfanordnung, Fig. 16 ist ein Schnitt 
der Magnetkopfanordnung in Fig. 15, Fig. 17 ist eine 
Strukturdarstellung einer weiteren Magnetkopfanord-
nung, und Fig. 18 ist eine erläuternde Darstellung, 
welche die Montage der Magnetkopfanordnungen 
zeigt.
[0114] Fig. 15 bis 16 zeigen Beispiele eines unipo-
laren Kopfs für eine rechtwinklige Magnetaufzeich-
nung, die vereinfachte Strukturen aufweisen.
[0115] Kontaktstellen 11, 12 und 13, wie in Fig. 15
gezeigt, liegen an der Rückseite eines Kopf-Chips 
1-2 frei, wobei signalführende Kontaktmuster 24, 25
und 26, die auch als Leitungsdrähte dienen, auf dem 
flexiblen Stützkörper 2 gebildet sind.
[0116] Dieser flexible Stützkörper 2 mit den Kontakt-
mustern kann leicht durch das Aufbringen eines Iso-
lierresists auf einem rostfreien Stahlblech gebildet 
werden, um die leitfähigen Muster wie oben beschrie-
ben zu bilden. Das Metallblech muss jedoch nicht un-
bedingt verwendet werden, und es kann auch eine 
dünne Platte aus Isolierkunststoff, Keramik oder dgl. 
statt dessen verwendet werden.
[0117] In dieser Ausführungsform ist der Spitzenab-
schnitt des flexiblen Stützkörpers 2 um 90 Grad ge-
bogen, und Anschlüsse 21, 22 und 23, die den oben 
angegebenen Kontaktstellen 11, 12 und 13 entspre-
chen, sind an der Rückseite des gebogenen Ab-
schnitts 2a vorgesehen. Diese Anschlüsse sind je-
weils mit den Signalkontaktmustern 24, 25 und 26
verbunden. Obwohl der veranschaulichte Stützkör-
per 2 zu einer länglichen flachen Platte mit derselben 
Breite und derselben Dicke gebildet ist, kann sein Ab-
schnitt auf der Seite des Arms (3) breiter gebildet 
werden, um die Steifigkeit in der Kopfsuchrichtung 
wie in der ersten Ausführungsform zu verbessern.
[0118] Der Kopf-Chip 1-2, der flexible Stützkörper 2
und der Arm 3, der diese stützt, sind unter Verwen-

dung der Kontaktstellen und Leitungsanschlüsse ge-
koppelt, die auf den einzelnen Teilen gebildet sind, 
wobei auch eine elektrische Verbindung vorgesehen 
wird. Bei der Verbindung des Kopf-Chips 1-2 mit dem 
flexiblen Stützkörper 2 ist es beispielsweise effektiv, 
Lötfilme auf den Kontaktstellen 11, 12 und 13 und 
den Leitungsanschlüssen 21, 22 und 23 durch 
Dampfabscheidung, Plattieren oder Pastenüberzug 
zu bilden, wobei Löthöcker gebildet werden, und die-
se durch Erhitzen nach der Positionierung zu verbin-
den.
[0119] Um die Bindefestigkeit sicherzustellen, kann 
ein Klebemittel rund um die Lötabschnitte zur Ver-
stärkung aufgebracht werden, und die Verbindung 
zwischen dem flexiblen Stützkörper 2 und dem Arm 3
kann auf ähnliche Weise bewirkt werden.
[0120] Durch das Biegen des Spitzenabschnitts des 
flexiblen Stützkörpers 2 unter dem rechten Winkel 
können eine Verbindung mit dem Kopf-Chip 1-2 und 
eine Verbindung mit dem Arm 3 unter Verwendung 
derselben Musteroberfläche des flexiblen Stützkör-
pers 2 bewirkt werden. Da der Spitzenabschnitt des 
flexiblen Stützkörpers 2 unter dem rechten Winkel 
gebogen ist, kann ferner eine große Fläche für die 
Verbindung mit dem Kopf-Chip 1-2 gesichert werden, 
wodurch die Bindefestigkeit zwischen dem Kopf-Chip 
1-2 und dem flexiblen Stützkörper 2 erhöht wird.
[0121] Die Leitungsdrähte 30 sind mit den En-
dabschnitten der Kontaktmuster des flexiblen Stütz-
körpers auf der Seite des Arms 3 verbunden. Anstelle 
der Verbindung der Leitungsdrähte 30 kann ein leitfä-
higes Muster auf dem Arm 3 vorgesehen werden, um 
mit den Endabschnitten der Kontaktmuster des fle-
xiblen Stützkörpers 2 verbunden zu werden.
[0122] Nun wird mit Bezugnahme auf Fig. 16 die 
Struktur des Kopf-Chips 1-2 beschrieben. In Fig. 16
sind "11" bis "13" Kontaktstellen, "14" ist ein Rück-
führjoch aus NiFe (Ferrit), "15" ist eine Isolierschicht, 
"16" ist ein Hauptmagnetpol, "17" ist eine Spule, "18"
ist eine Isolierschutzschicht, und "19" ist ein hinterer 
Jochabschnitt. Diese sind durch Dünnfilmbildungs-
technologie gebildet, und die Richtung der Dünnfilm-
laminierung ist horizontal zur Oberfläche der Magnet-
platte 5, wie durch den Pfeil in der Darstellung ge-
zeigt.
[0123] Spezifischer werden bei der Herstellung des 
Kopf-Chips 1 das Rückführjoch 14, die Isolierschicht 
15, der Hauptmagnetpol 16, die Spule, die Isolier-
schutzschicht 18, der hintere Jochabschnitt 19, etc., 
sequentiell auf einem nicht gezeigten Substrat (Wa-
fer) zu dünnen Filmen gebildet, wodurch ein Kopfele-
mentabschnitt vorgesehen wird, wie mit Bezugnah-
me auf Fig. 19 beschrieben wird.
[0124] Die Richtung der Dünnfilmlaminierung wird 
horizontal zur Oberfläche der Magnetplatte einge-
richtet, um den Hauptmagnetpol 16 leicht zu bilden, 
wie in Fig. 19 gezeigt.
[0125] Für den Kopf-Chip 1, worin die Richtung der 
Dünnfilmlaminierung vertikal zur Oberfläche der Ma-
gnetplatte ist, wie in Fig. 11 gezeigt (Pfeilrichtung in 
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Fig. 11), sollte der Hauptmagnetpol 16 vertikal zur 
Magnetplatte 5 gebildet werden, so dass, nachdem 
der andere Abschnitt als der Hauptmagnetpol 16 zu 
einem dünnen Film gebildet wird, ein Chip herausge-
schnitten werden sollte, und der Hauptmagnetpol 16
getrennt zu einem dünnen Film gebildet werden soll-
te.
[0126] Wenn die Richtung der Dünnfilmlaminierung 
parallel zur Oberfläche der Magnetplatte eingerichtet 
wird, kann hingegen der Hauptmagnetpol 16 auch 
durch die Dünnfilmbildung in dieser Dünnfilmlaminie-
rungsrichtung gebildet werden. Dies kann die Schrit-
te der Herstellung des Kopf-Chips 1-2 reduzieren und 
kann die Ausbeute verbessern, um Kopf-Chips zu 
niedrigeren Kosten vorzusehen.
[0127] Die Spule des Dünnfilmkopfs, wenn sie spi-
ralförmig ist, benötigt eine relativ große Spulenfläche. 
In dieser Ausführungsform ist die Spule jedoch vom 
Helixtyp, eng um den Magnetpol gewunden, so dass 
die Dünnfilmbildungsfläche kleiner ausgebildet wer-
den kann.
[0128] Der so gebildete Kopf-Chip, wie veranschau-
licht, wird in der Form des Schlagmals beim Baseball 
aus dem Substrat herausgeschnitten, um der 
Kopf-Chip 1-2 zu sein, so dass der Kopf-Chip vertikal 
zur Oberfläche der Magnetplatte 5 positioniert ist, um 
zur rechtwinkligen Aufzeichnung und Reproduktion 
beizutragen.
[0129] In dieser Magnetkopfanordnung, wie in 
Fig. 16(B) gezeigt, ist der Anschluss 12 aus dem hin-
teren Jochabschnitt 19 des Magnetpols 16 gebildet, 
der auf dem Kopf-Chip 1-2 gebildet ist, und ist über 
den flexiblen Stützkörper 2 geerdet, wodurch ein 
Rauschen oder Schäden vermieden werden, die 
durch die Elektrifizierung des Magnetpols entstehen.
[0130] Die Größe dieses Kopf-Chips 1-2 wird nur 
durch die Größe der Kontaktstellen 11, 12 und 13 be-
grenzt, die für eine Verbindung mit dem flexiblen 
Stützkörper 2 notwendig sind, und die Größe von we-
niger als einigen hundert Mikron kann leicht erzielt 
werden. Was die Dicke betrifft, kann, da der Waferab-
schnitt durch Polieren oder dgl. entfernt wird, um nur 
den Dünnfilmlaminierungsabschnitt zurückzulassen, 
der Chip so dünn wie einige zehn Mikron ausgebildet 
werden und ist somit für eine Miniaturisierung und 
Gewichtsreduktion geeignet.
[0131] Wenn der Kopf-Chip 1-2 eine solche Kopf-
struktur hat, dass er mit dem flexiblen Stützkörper 2
verbunden ist und von diesem gestützt wird, dessen 
Spitze unter dem rechten Winkel gebogen ist, ist es 
leicht, zwei Magnetkopfanordnungen auf einem ein-
zigen Arm 3 zwischen den Magnetplatten 5 zu mon-
tieren, wie in Fig. 18(A) gezeigt, oder zwei Magnet-
kopfanordnungen auf einem einzigen Arm 3 so zu 
montieren, dass die Magnetplatte 5 sandwichartig 
dazwischen angeordnet ist, wie in Fig. 18(B) gezeigt, 
wobei der Kopf-Chip 1-2 an die Oberfläche der Mag-
netplatte 5 gedrückt wird, indem der flexible Stützkör-
per 2 unter Verwendung der Höhe des Kopf-Chips 
1-2 verschoben wird.

[0132] Gemäß dieser Magnetkopfanordnung, wie 
oben beschrieben, wurde der integrierte Dünnfilm-
kopf veranschaulicht, bei dem der gesamte 
Kopf-Chip 1-2 zu einem dünnen Film gebildet ist. Ein 
Teil 1a des Substrats (Wafer) kann jedoch zum 
Zweck einer Verstärkung belassen werden, wie in 
Fig. 17 gezeigt, oder es kann ein Ferritsubstrat an-
stelle von NiFe verwendet werden, um als Rückführ-
joch 14 zu dienen. In diesem Fall würde sich die Di-
cke geringfügig erhöhen.
[0133] Das heißt, obwohl, nachdem das Rückführ-
joch 14, die Isolierschicht 15, der Hauptmagnetpol 
16, die Spule 17, die Isolierschutzschicht 18, der hin-
tere Jochabschnitt 19, etc., sequentiell auf dem Sub-
strat (Wafer) zu dünnen Filmen gebildet werden, das 
Substrat 1a in Fig. 15 und 16 entfernt wird, wird das 
Substrat 1a nicht-entfernt zurückgelassen und wird 
als Kontaktglied verwendet, wie die Kontaktstelle 1-1
in Fig. 11, zu der Zeit, wo ein Kontakt mit der Magnet-
platte 5 erfolgt, wodurch ein Verschleiß des Haupt-
magnetpols 16 verhindert wird.
[0134] In diesem Beispiel wird der flexible Stützkör-
per 2 durch einen Stützkörper (Fig. 12) realisiert, bei 
dem die Isolierschicht 27 auf der Metallplatte 20 vor-
gesehen ist, und bei dem die Kontaktmuster 24 und 
26 auf der Schicht gebildet sind, wobei die Schutz-
schicht 28 die Kontaktmuster bedeckt.
[0135] In dieser Magnetkopfanordnung kann der 
Kopf-Chip 1 auch eine Größe mit einer Länge von 
etwa 0,5 mm, einer Breite von 0,5 mm und einer Di-
cke von 0,1 mm haben, seine Masse beträgt 0,1 mg, 
und die Fläche des Elementabschnitts muss nur etwa 
0,25 mm2 sein. Somit kann die Masse reduziert wer-
den, und es können viele Elemente auf einem Wafer 
hergestellt werden.
[0136] Die rechtwinklige Magnetaufzeichnung in ei-
ner Kontaktweise wurde unter Verwendung einer sol-
chen Magnetkopfanordnung vorgenommen. Da die 
Masse des Kopf-Chips 1-2 1,0 mg beträgt, und die 
Last des Kopf-Chips 1-2 0,5 mN beträgt, wurde eine 
Aufzeichnung mit hoher Dichte erreicht, mit einer 
Spurdichte von 17.000 TPI, der maximalen Aufzeich-
nungsdichte von 120.000 BPI und der maximalen 
Oberflächenaufzeichnungsdichte von 2 Gigabit pro 
Quadratzoll.
[0137] Auch bei einem Kopfschwebebetrag von 
0,07 Mikron wurde die maximale Oberflächenauf-
zeichnungsdichte von 1 Gigabit pro Quadratzoll er-
halten.
[0138] Es wird bevorzugt, dass die Tiefe (Länge) 
des Kopf-Chips 1 1,0 mm, die Breite 0,5 mm und die 
Dicke 0,2 mm oder weniger beträgt.
[0139] Es wird bevorzugt, dass die Breite des flexib-
len Stützkörpers 2 0,5 mm oder weniger, die Dicke 
0,1 mm oder weniger und die Länge 11,0 mm oder 
weniger beträgt.
[0140] Nun wird ein Herstellungsverfahren dieses 
Kopf-Chips beschrieben.
[0141] Fig. 19 veranschaulicht ein Verfahren zur 
Herstellung des Kopf-Chips in Fig. 16 oder 17.
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[0142] Eine Isolierschutzschicht 100 zum Schützen 
einer Kopf-Chipanordnung auf dem Substrat (Wafer) 
1a aus Al2O3TiC oder dgl. ist wie in Fig. 19(A) ge-
zeigt. Als diese Schutzschicht 100 wird ein Film aus 
Al2O3 oder dgl. in einer Dicke von einigen Mikron bis 
einigen zehn Mikron auf der Vorderfläche des Subst-
rats 1a durch Sputtern oder Dampfabscheidung ge-
bildet.
[0143] Dann wird, wie in Fig. 19(B) gezeigt, das 
Rückführjoch aus NiFe oder dgl. in einer Dicke von 
einigen Mikron bis 30 Mikron auf dem Substrat 1a
durch Sputtern oder Dampfabscheidung gebildet, 
und wird durch Photolithographietechnologie in die 
gewünschte Jochform geformt. Zu dieser Zeit wird 
nach Bedarf eine Wärmebehandlung in einem Mag-
netfeld hinzugefügt, um die Magnetcharakteristik des 
Weichmagnetfilms zu verbessern.
[0144] Dann wird, wie in Fig. 19(C) gezeigt, das hin-
tere Joch 19 aus NiFe oder dgl. in einer Dicke von ei-
nigen Mikron durch Rahmenplattierungstechnologie 
gebildet. Die Rahmenplattierungstechnologie dient 
dazu, eine Elektrodenschicht so dünn wie etwa 0,1 
Mikron durch Dampfabscheidung oder dgl. zu bilden, 
um die Plattierungsbasis zu bilden, und eine Elektro-
plattierung mit einem Photoresist vorzunehmen, das 
jenen Abschnitt bedeckt, wo kein Film zu bilden ist. 
Die Filmbildung kann durch eine Kombination von 
Sputtern und Dampfabscheidung sowie Elektroplat-
tierung vorgenommen werden.
[0145] Auch in diesem Fall wird nach Bedarf eine 
Wärmebehandlung in einem Magnetfeld hinzugefügt, 
um die Magnetcharakteristik des Weichmagnetfilms 
zu verbessern.
[0146] Als nächstes wird, wie in Fig. 19(D) gezeigt, 
die Isolierschicht 15 gebildet, um die Isolierung zwi-
schen dem Rückführjoch 14 und der Spule 17 sicher-
zustellen. Die Isolierschicht 15 wird durch das Bilden 
eines Films aus Al2O3 oder dgl. mit einer Dicke von 
einigen Mikron bis einigen zehn Mikron durch Sput-
tern oder Dampfabscheidung gebildet, und anschlie-
ßendes Polieren der oberen Fläche, um flach zu wer-
den, wobei das hintere Joch 19 freigelegt wird.
[0147] Dann werden, wie in Fig. 19(E) gezeigt, die 
Spule 17 und die Isolierschicht 18 auf der Isolier-
schicht 15 gebildet.
[0148] Spezifischer wird eine Isolierschicht, die aus 
einem Photoresist besteht, durch Spin-Überzug auf-
gebracht, wird entwickelt und wird einer Ausheilung, 
etc., unterworfen, um die gewünschte Form zu ha-
ben. Eine leitfähige Schicht aus Cu wird auf der Iso-
lierschicht durch Vakuumdampfabscheidung oder 
Sputtern gebildet und wird unter Verwendung von 
Photolithographietechnologie in die gewünschte 
Spulenform geformt. Ferner wird ein Photoresist, das 
eine Isolierschicht ist, auf der Spule auf die gleiche 
Weise wie oben beschrieben gebildet, wodurch die 
ersten Schichten der Spule 17 und der Isolierschicht 
18 vollendet werden.
[0149] Dann wird, wie in Fig. 19(F) gezeigt, der 
Hauptmagnetpol 16 gebildet.

[0150] Spezifischer wird ein Weichmagnetfilm aus 
einer NiFe- oder CoZr-Basis durch Sputtern oder 
Dampfabscheidung gebildet und das gewünschte 
Magnetpolmuster wird unter Verwendung von Photo-
lithographietechnologie erhalten. obwohl in der Dar-
stellung veranschaulicht ist, dass der Magnetpol eine 
gleichmäßige Dicke aufweist, hat er zwei Schichten, 
und nur der Spitzenabschnitt, der zur Aufzeichnungs-
dichte beiträgt, wird dünner gemacht, um die notwen-
dige Submikron-Dicke zu haben. Ferner wird nach 
Bedarf eine Wärmebehandlung in einem Magnetfeld 
hinzugefügt, um die Magnetcharakteristik des Weich-
magnetfilms zu verbessern.
[0151] Dann werden, wie in Fig. 19(G) gezeigt, die 
zweiten Schichten der Spule 17 und Isolierschicht 18
auf die gleiche Weise gebildet, die verwendet wird, 
um die ersten Schichten der Spule und Isolierschicht 
zu bilden, wie in Fig. 19(E) gezeigt.
[0152] Dann werden, wie in Fig. 19(G) gezeigt, Vor-
sprünge, welche die Verbinderanschlüsse 11 und 13
von der Spule 17 sein werden, aus Cu durch Rah-
menplattierungstechnologie gebildet.
[0153] Dann wird eine Isolierschicht aus Al2O3 oder 
dgl. in einer Dicke von etwa einigen Mikron bis eini-
gen zehn Mikron durch Sputtern durch das wie mit 
Bezugnahme auf Fig. 19(D) beschriebene Verfahren 
gebildet. wobei ein Schutzfilm gebildet wird, und die 
Oberfläche wird poliert, um flach zu sein, bis die Ver-
binderanschlüsse 11 und 13 freigelegt sind.
[0154] Dann wird, wenn die Verbindung mit den Ver-
binderanschlüssen 21 und 23 durch Gold (Au)-Bon-
den oder dgl. bewirkt wird, nach der Bildung der 
Schutzschicht, ein Film aus Gold (Au) durch Dampf-
abscheidung oder Sputtern gebildet und wird unter 
Verwendung von Photolithographietechnologie in die 
gewünschte Form geformt, wie in Fig. 19(H) gezeigt.
[0155] Das Waferverfahren wird auf diese Weise 
vollendet, und danach wird der Kopf-Chip durch ma-
schinelle Bearbeitung abgetrennt.
[0156] Da die gesamten Elemente einschließlich 
des Hauptmagnetpols 16 in derselben Richtung der 
Dünnfilmlaminierung gebildet werden können, ist es 
möglich, die Schritte zur Herstellung des Kopf-Chips 
signifikant zu reduzieren, verglichen mit dem her-
kömmlichen Kopf-Chipherstellungsverfahren.
[0157] Da dieser Kopf-Chip 1-2 sehr klein ist, wird 
die Bearbeitbarkeit signifikant niedrig, wenn die 
Kopf-Chips einzeln auf den Stützkörpern 2 zu montie-
ren sind. Somit ist eine Kopfanordnung, bei welcher 
der Kopf-Chip 1-2 am Stützkörper 2 angebracht ist, 
auf folgende Weise zusammenzubauen.
[0158] Fig. 20 veranschaulicht ein Verfahren zur 
Herstellung der Magnetkopfanordnungen in Fig. 15
und 17, Fig. 21 veranschaulicht ein Kopf-Chipblock-
bildungsverfahren in Fig. 20, Fig. 22 veranschaulicht 
ein Stützkörperblatt-Bildungsverfahren in Fig. 20, 
und Fig. 23 veranschaulicht ein Magnetkopfanord-
nungs-Zusammenbauverfahren in Fig. 20. 

(1) Wie in Fig. 21(a) gezeigt, werden viele 
Kopf-Chips 1-2 mit der wie in Fig. 21(c) und 
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Fig. 21(d) gezeigten Struktur auf einem Substrat 
(Wafer) 9-1 durch das Dünnfilmverfahren gebil-
det, das mit Bezugnahme auf Fig. 19 erläutert 
wurde. Da die Struktur des Kopf-Chips 1-2 gleich 
ist wie die mit Bezugnahme auf Fig. 16 und 17 er-
läuterte, wird ihre Beschreibung weggelassen.  
In einem Kopfblock-Erzeugungsschritt I in Fig. 20
wird ein Block 9-2 von Kopf-Chips 1-2, die in der 
Breitenrichtung in einer Reihe angeordnet sind, 
aus dem Wafer 9-1 herausgeschnitten, wie in 
Fig. 21(a) gezeigt. Dann wird dieser Block 9-2 ei-
ner maschinellen Bearbeitung unterworfen, so 
dass der Hauptmagnetpol jedes Kopf-Chips 1-2
eine verjüngte Spitze hat, wie in Fig. 21(c) ge-
zeigt. Ferner wird das Substrat 9-1 dünner ge-
macht als notwendig, wobei der Kopfblock 9-2 er-
halten wird, der eine Vielzahl von Kopf-Chips 1-2
aufweist, die seitlich in einer Reihe angeordnet 
sind, wie in Fig. 21(b) gezeigt.
(2) Als Nächstes wird ein Stützfeder (Stützkör-
per)-blatt wie in Fig. 20 gezeigt erzeugt. Ein plat-
tenartiges Glied 200 aus einer rostfreien Stahl-
platte, wie in Fig. 22(a) gezeigt, wird einem Pres-
sen oder dgl. unterworfen, um so ein Stützfeder-
blatt 200 zu bilden, das Stützfedern 2 aufweist, die 
in einer Kammform in Bezug auf einen Verbin-
dungssteg 201 gebildet sind, wie in Fig. 22(b) ge-
zeigt. In dieser Ausführungsform ist die Spitze je-
der Stützfeder 2 um 90 Grad gebogen, wie in 
Fig. 16 und 17 gezeigt.

[0159] An der Oberseite der Stützfeder 2 wird die 
Polyimid-Isolierschicht 27 mit den Kontaktmustern 24
und 26 versehen, die erhalten werden, indem se-
quentiell die Cu-leitfähigen Schichten 24 und 26, die 
Verbinderanschlüsse 21 und 23 aus Cu + SnPb, die 
Polyimid-Schutzschicht 28, etc., gebildet werden, wie 
in Fig. 12 gezeigt.
[0160] Die Abstände der plattenartigen Stützfedern 
2 zum Stützen der Kopf-Chips 1-2 sind gleich wie die 
Abstände der Kopf-Chips 1-2, die in dem Kopfblock 
9-2 in Fig. 21 angeordnet sind, und die Verbinderan-
schlüsse 21 und 23 der Stützfeder 2 werden so vor-
gesehen, dass sie die Anschlüsse 11 und 13 des 
Kopf-Chips 1-2 überlappen.
[0161] Obwohl zwei Kontaktmuster 24 und 26 in 
Fig. 22 veranschaulicht sind, sind drei Kontaktmuster 
wie in Fig. 15 gezeigt für den Kopf-Chip 1-2 in 
Fig. 21(c) vorgesehen. 

(3) Als Nächstes, wie in Fig. 20 gezeigt, wird die 
Positionierung des Kopfblocks 9-2 und des Stütz-
federblatts 200 vorgenommen. Jeder Kopf-Chip 
1-2 des Kopfblocks 9-2 wird, wie in Fig. 23 ge-
zeigt, in Bezug auf die assoziierte Stützfeder 2
des Stützfederblatts 200 so positioniert, dass die 
Verbinderanschlüsse 21 und 23 dieser Stützfeder 
2 an den Verbinderanschlüssen 11 und 13 des 
Kopf-Chips 1-2 platziert werden.
(4) Dann, wie in Fig. 20 gezeigt, wird der Kopf-
block 9-2 mit dem Stützfederblatt 200 verbunden. 

Die positionierten Verbinderanschlüsse 21 und 23
der Stützfeder 2 und die Verbinderanschlüsse 11
und 13 des Kopf-Chips 1-2 werden, wie in Fig. 23
gezeigt, erhitzt, um aneinander gelötet zu werden, 
und werden durch ein Harzklebemittel zur Verstär-
kung haftend aufgebracht, wodurch eine elektri-
sche und mechanische Verbindung vorgesehen 
wird.
(5) Ferner, wie in Fig. 20 gezeigt, wird jede Mag-
netkopfanordnung aus dem verbundenen Körper 
des Kopfblocks 9-2 und Stützfederblatts 200 ge-
bildet. Jeder Kopf-Chip 1-2 wird, wie in Fig. 23(a)
gezeigt, durch Schneiden des Kopfblocks 9-2 des 
verbundenen Körpers an der Position der gestri-
chelten Linie C1 mittels einer Schneidmaschine 
wie einer Trennvorrichtung abgetrennt. Der Basis-
abschnitt jeder Stützfeder 2 des verbundenen 
Körpers wird an der Position der gestrichelten Li-
nie C2 durch Lasereinstrahlung geschnitten, wo-
bei so jede Stützfeder 2 vom Verbindungssteg 
201 getrennt wird. Demgemäß wird eine Magnet-
kopfanordnung zusammengebaut, wie in 
Fig. 23(b) gezeigt.

[0162] Da die einzelnen Kopf-Chips 1-2 des Kopf-
blocks 9-2, ungetrennt, mit den einzelnen Stützfe-
dern 2 des Stützfederblatts 200 als große Kompo-
nenten gekoppelt werden, und davon nach der Ver-
bindung getrennt werden, ist es auch bei sehr kleinen 
Kopf-Chips besonders einfach, die Magnetkopfan-
ordnungen zusammenzubauen, und die Anzahl von 
Anordnungsdefekten sinkt.

(d) Beschreibung einer dritten Magnetkopfanord-
nung, die hier nicht beansprucht wird

[0163] Fig. 24 ist eine Strukturdarstellung einer drit-
ten Magnetkopfanordnung. In der Darstellung erhal-
ten die in Fig. 16 gezeigten Teile dieselben Bezugs-
zahlen.
[0164] In dieser Magnetkopfanordnung sind der fle-
xible Stützkörper 2 und der Kopf-Chip 1-2 so verbun-
den, dass sie die Oberseite des Kopf-Chips 1-2 (die 
der Magnetplatte 5 gegenüberliegende Fläche) be-
decken. Da dieser flexible Stützkörper 2 aus einem 
Weichmagnetmaterial wie NiFe gebildet ist, kann der 
magnetische Abschirmungseffekt aufgezeigt werden, 
wobei der Einfluss eines Leckrauschens vom gegen-
überliegenden Kopf (nicht gezeigt) reduziert und ein 
schmälerer Spalt zwischen Köpfen sichergestellt 
wird.
[0165] Insbesondere wenn der Spitzenabschnitt 
des flexiblen Stützkörpers 2 unter dem rechten Win-
kel gebogen ist, und so verbunden ist, dass er den 
Kopf-Chip 1 umschließt, kann der Abschirmungsef-
fekt weiter verbessert werden.
[0166] In diesem Beispiel wird, wie in der zweiten 
Magnetkopfanordnung, die Montage leicht vorge-
nommen, indem der Kopf-Chip 1 auf die Oberfläche 
der Magnetplatte 5 gedrückt wird, indem der flexible 
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Stützkörper 2 unter Verwendung der Höhe des 
Kopf-Chips 1 verschoben wird.

(e) Beschreibung einer vierten Magnetkopfanord-
nung, die hier nicht beansprucht wird

[0167] Fig. 25 ist eine Strukturdarstellung einer 
vierten Ausführungsform. In (A) und (B) von Fig. 25
erhalten die in Fig. 16 und 24 gezeigten Teile diesel-
ben Bezugszahlen.
[0168] In der Magnetkopfanordnung von Fig. 25(A)
sind die Kontaktstellen 11 bis 13 des Kopf-Chips 1 mit 
den Leitungsanschlüssen 21 bis 23 des flexiblen 
Stützkörpers 2 durch Lötschmelzverbindungen S ver-
bunden.
[0169] Diese Magnetkopfanordnung unterscheidet 
sich dadurch von der oben beschriebenen zweiten 
und dritten Magnetkopfanordnung, dass die Spitze 
des flexiblen Stützkörpers 2 nicht gebogen ist, son-
dern flach ist. Da die Kontaktstellen 11, 12 und 13 des 
Kopf-Chips 1 an dem Ende auf der der Magnetplatte 
5 gegenüberliegenden Seite in dieser Ausführungs-
form freiliegen, ist es möglich, den flexiblen Stützkör-
per 2 zu verbinden, ohne ihn zu biegen, wodurch die 
Herstellung der Stützfeder 2 weiter erleichtert wird.
[0170] In diesem Fall weicht jedoch die Oberfläche 
der Verbindung mit dem Stützkörper 2 um 90 Grad 
ab, wodurch das Löten komplizierter wird.
[0171] In dem Beispiel von Fig. 25(B) werden die 
Kontaktstellen 11 bis 13 und die Leitungsanschlüsse 
21 bis 23 in der Struktur von Fig. 25(A) durch eine 
andere Methode verbunden, wie Drahtbonden, das 
ein Druckbonden einer Gold (Au)-kugel W verwen-
det. Dies stellt die Verbindung sicher, auch wenn die 
Verbindungsoberflächen des Kopf-Chips 1-2 und des 
Stützkörpers 2 um 90 Grad abweichen, wie in 
Fig. 25(A) gezeigt.
[0172] In diesen Magnetkopfanordnungen, wie in 
der dritten Magnetkopfanordnung, werden der flexib-
le Stützkörper 2 und der Kopf-Chip 1 so verbunden, 
dass sie die Oberseite des Kopf-Chips 1 bedecken 
(die der Magnetplatte 5 gegenüberliegende Fläche). 
Daher kann der flexible Stützkörper 2 aus einem 
Weichmagnetmaterial wie NiFe gebildet werden, um 
den magnetischen Abschirmungseffekt zu zeigen.
[0173] Auch wenn die Spitze der Stützfeder 2 nicht 
gebogen ist, kann die Magnetkopfanordnung durch 
die Methode zusammengebaut werden, die mit Be-
zugnahme auf Fig. 20 und die nachfolgenden Dar-
stellungen beschrieben wurde, und der Zusammen-
bau wird mit Bezugnahme auf Fig. 26 beschrieben.
[0174] Das Stützfederblatt 200, wie in Fig. 26(A) ge-
zeigt, mit den Stützfedern 2 mit ungebogenen Spit-
zen, die durch den Verbindungssteg 201 verbunden 
sind, wird gebildet. Dann wird der oben angegebene 
Kopfblock 9-2 in Bezug auf die Spitzen der Stützfe-
dern 2 des Stützfederblatts 200 positioniert, und, wie 
in Fig. 25(A) gezeigt, werden die Kontaktstellen 11
bis 13 des Kopf-Chips 1-2 mit den Verbinderan-
schlüssen 21 bis 23 der Stützfedern 2 durch Löt-

schmelzverbingungen S verbunden.
[0175] Ähnlich kann die Magnetkopfanordnung 
durch das Trennen des Kopf-Chips 1-2 von dem 
Kopfblock 9-2 und Trennen der Stützfeder 2 von dem 
Verbindungssteg 201 zusammengebaut werden.
[0176] Da die Verbindungsflächen des Kopf-Chips 
1-2 und der Stützfeder 2 um 90 Grad abweichen, wie 
in Fig. 25(A) gezeigt, und das Löten Zeit braucht, ist 
es zu dieser Zeit zweckmäßig, eine solche Methode 
wie Drahtbonden einzusetzen, das ein Druckbonden 
einer Goldkugel W verwendet, wie in Fig. 25(B) ge-
zeigt.
[0177] Zur Verbesserung der Stützfedercharakteris-
tik einer Magnetkopfanordnung ist es effektiv, den 
Hals der Stützfeder 2 breiter zu machen, um einen 
Steifigkeitsausgleich in der Aufwärts-Abwärts-Rich-
tung und der Suchrichtung vorzusehen. Was die Stei-
figkeit der Stützfeder betrifft, ist bekannt, dass ein tra-
pezförmiger Ausleger mit einem breiteren Hals stär-
ker ist als ein einfacher Ausleger und eine überlege-
ne mechanische Charakteristik aufweist.
[0178] Wenn der Halsabschnitt jeder Stützfeder 2
des in Fig. 22 gezeigten Stützfederblatts 200 breiter 
gemacht wird, verringern sich die Anordnungsab-
stände der Stützfedern 2, wodurch die Anzahl der 
Stützfedern 2 reduziert wird, die auf einem einzelnen 
Stützfederblatt 200 angeordnet werden können.
[0179] Demgemäß werden die Abstände der Spit-
zenabschnitte der Stützfedern 2 breiter als jene der 
Kopf-Chips 1-2 des Kopfblocks 9-2, wodurch das 
Vorsehen feinerer Abstände der Kopf-Chips 1-2 be-
hindert wird. Dies reduziert die Implementierungs-
dichte der Kopf-Chips 1-2, und steht so einer Kosten-
reduktion im Weg.
[0180] Mit Bezugnahme auf Fig. 27 und 28 wird 
eine Verbindungsmethode beschrieben, um die Cha-
rakteristik der Stützfedern 2 zu verbessern, jedoch 
die Reduktion der Implementierungsdichte der 
Kopf-Chips 1-2 zu verhindern.
[0181] Zwei Typen von Stützfederblättern 200-1 und 
200-2 werden hergestellt, wie in Fig. 27(a) gezeigt. 
Die Stützfederblätter 200-1 und 200-2 werden so 
ausgebildet, dass der Halsabschnitt jeder Stützfeder 
2 breiter gemacht wird, und der Abstand zwischen 
den Spitzenabschnitten der Stützfedern 2 das Zwei-
fache des Abstands der in dem Kopfblock 9-2 ange-
ordneten Kopf-Chips 1-2 beträgt.
[0182] Die beiden Typen von Stützfederblättern 
200-1 und 200-2 unterscheiden sich dadurch, dass 
bei ihren derselben Dichtung zugewandten Kontakt-
mustern der Abstand zwischen den einzelnen Stütz-
federn 2 des Stützfederblatts 200-1 um einen halben 
Abstand von jenem des Stützfederblatts 200-2 ver-
schoben ist.
[0183] Wenn die beiden Typen von Stützfederblät-
tern 200-1 und 200-2 eines auf das andere platziert 
werden, wie in Fig. 27(b) gezeigt, wird der Abstand 
zwischen den Spitzenabschnitten der Stützfedern 2
der überlappten Stützfederblätter 200-1 und 200-2
gleich dem Abstand zwischen den in dem Kopfblock 
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9-2 angeordneten Kopf-Chips 1-2.
[0184] Da der Abstand zwischen den Spitzenab-
schnitten der Stützfedern 2 der überlappten Stützfe-
derblätter 200-1 und 200-2 gleich dem Abstand zwi-
schen den in dem Kopfblock 9-2 angeordneten 
Kopf-Chips 1-2 wird, wie in Fig. 26, muss der Kopf-
block 9-2 nur mit den Unterseiten der Spitzenab-
schnitte der einzelnen Stützfedern 2 verbunden wer-
den, wie in Fig. 28 gezeigt.
[0185] Ähnlich werden, wenn der Kopfblockab-
schnitt des verbundenen Körpers temporär auf einem 
Arbeitstisch gehalten wird, die Kopf-Chips 1-2 von 
dem Kopfblock 9-2 durch eine Trennvorrichtung oder 
Lasereinstrahlung getrennt, die beiden Stützfeder-
blätter werden voneinander getrennt, und dann wer-
den die Stützfedern 2 von den Verbindungsstegen 
201 getrennt, so dass Magnetkopfanordnungen zu-
sammengebaut werden können.
[0186] In der in Fig. 27 und 28 gezeigten Magnet-
kopfanordnung werden zwei Typen von Stützfeder-
blättern 200-1 und 200-2 so hergestellt, dass bei ih-
ren derselben Richtung zugewandten Kontaktmus-
tern der Abstand zwischen den einzelnen Stützfe-
dern 2 des Stützfederblatts 200-1 um einen halben 
Abstand von jenem des Stützfederblatts 200-2 ver-
schoben ist. Dasselbe kann jedoch erzielt werden, in-
dem zwei Stützfederblätter 200-1 desselben Typs 
hergestellt werden, und ein Stützfederblatt verscho-
ben wird, wenn beide Blätter eines auf das andere 
platziert sind, so dass die Spitzenabschnitte der 
Stützfedern 2 um einen halben Abstand verschoben 
sind.

(f) Beschreibung einer fünften Magnetkopfanord-
nung, die hier nicht beansprucht wird

[0187] Fig. 29 ist eine Strukturdarstellung einer 
fünften Magnetkopfanordnung.
[0188] In dieser Darstellung, die nur den vorderen 
Schnitt eines Kopf-Chips 1-3 zeigt, sind zwei Haupt-
magnetpole 16 näher an beiden Seiten gebildet, um 
zwei Vorsprünge auf dem Kopf-Chip 1 vorzusehen, 
so dass die Torsionsrückholkraft der Magnetkopfan-
ordnung in der Rollrichtung erhöht wird.
[0189] In diesem Fall müssen nicht unbedingt zwei 
Hauptmagnetpole 16 implementiert werden, und ei-
ner von ihnen kann ein Dummy sein.

(g) Beschreibung einer sechsten Magnetkopfanord-
nung, die hier nicht beansprucht wird

[0190] Fig. 30 ist eine Strukturdarstellung einer 
sechsten Magnetkopfanordnung. In der Darstellung 
erhalten die in Fig. 15, 16, 17 und 24 gezeigten Teile 
dieselben Bezugszahlen.
[0191] Die Struktur von Fig. 30 unterscheidet sich 
von jener in Fig. 24 dadurch, dass in einem 
Kopf-Chip 1-4 eine spiralförmige Spule 17 rund um 
das hintere Joch 10 gebildet ist, das oberhalb in der 
Richtung der Dünnfilmlaminierung des Substrats 1a

und Rückführjochs 14 gebildet ist, und der Hauptma-
gnetpol 16 ist mit diesem hinteren Joch 19 verbun-
den.
[0192] Da bei dieser Struktur die Spule 17 auf der-
selben Fläche liegt, kann die Anzahl der Dünnfilmbil-
dungsschritte für den Kopf-Chip 1-4 reduziert wer-
den. Dies wird mit Bezugnahme auf Fig. 31 beschrie-
ben, welche eine erläuternde Darstellung ist, die die 
Verfahren zur Bildung des Kopf-Chips in Fig. 30
zeigt.
[0193] Ein Ferritsubstat (Wafer) 1a wird verwendet, 
wie in Fig. 31(A) gezeigt, das als Rückführjoch 14
dient.
[0194] Dann werden, wie in Fig. 31(B) gezeigt, die 
Spule 17 und eine Isolierschicht 18-1 auf dem Subst-
rat 1a gebildet.
[0195] Spezifischer wird eine Isolierschicht, die aus 
einem Photoresist besteht, durch Spin-Überzug auf-
gebracht, und wird einer Ausheilung, etc., unterwor-
fen, um die gewünschte Form aufzuweisen. Eine leit-
fähige Schicht aus Cu wird auf der Isolierschicht 
durch Vakuumdampfabscheidung oder Sputtern ge-
bildet und wird unter Verwendung von Photolithogra-
phietechnologie zur gewünschten spiralförmigen 
Spulenform gebildet. Ferner wird ein Photoresist, das 
eine Isolierschicht sein wird, auf der Spule gebildet, 
wodurch die spiralförmige Spule 17 und die Isolier-
schicht 18 vollendet werden. Zu dieser Zeit liegt ein 
Teil 17-1 der Spule 17 von einer Isolierschicht 18-2
frei.
[0196] Dann wird, wie in Fig. 31(C) gezeigt, das hin-
tere Joch 19 (Verbindungsabschnitt) 19 aus NiFe 
oder dgl. in einer Dicke von einigen Mikron durch 
Rahmenplattierungstechnologie gebildet. Die Rah-
menplattierungstechnologie dient zur Bildung einer 
Elektrodenschicht so dünn wie etwa 0,1 Mikron durch 
Dampfabscheidung oder dgl., um die Plattierungsba-
sis zu bilden, und eine Elektroplattierung mit einem 
Photoresist vorzunehmen, das den Abschnitt be-
deckt, wo kein Film zu bilden ist. Nach der Elektro-
plattierung wird das Resist entfernt, wobei das Ver-
fahren vollendet wird. Die Filmbildung kann durch 
eine Kombination von Sputtern und Dampfabschei-
dung sowie Elektroplattierung vorgenommen wer-
den.
[0197] Dann wird die Schutzschicht 18-2 für die 
Spule 17 gebildet. Die Isolierschicht 15 wird durch 
das Bilden eines Films aus Al2O3 oder dgl., in einer 
Dicke von etwa einigen Mikron bis einigen zehn Mi-
kron, durch Sputtern oder Dampfabscheidung gebil-
det, und anschließendes Polieren der Oberfläche, 
um flach zu sein, wodurch das hintere Joch 19 freige-
legt wird.
[0198] Gleichzeitig werden Vorsprünge 11a und 
13a, die Teile der Verbinderanschlüsse 11 und 13
sein werden, auf dem Teil 17-1 der Spule durch Rah-
menplattierung von Cu oder dgl. gebildet.
[0199] Dann wird der Hauptmagnetpol 16, der mit 
dem hinteren Joch 19 zu verbinden ist, auf der 
Schutzschicht 18-2 gebildet, wie in Fig. 31(D) ge-
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zeigt.
[0200] Spezifischer wird ein Weichmagnetfilm einer 
NiFe- oder CoZr-Basis durch Sputtern oder Dampf-
abscheidung gebildet, und das gewünschte Magnet-
polmuster wird unter Verwendung von Photolithogra-
phietechnologie erhalten. Obwohl in der Darstellung 
veranschaulicht ist, dass der Magnetpol eine gleich-
mäßige Dicke aufweist, hat er zwei Schichten, und es 
wird nur der Spitzenabschnitt, der zur Aufzeich-
nungsdichte beiträgt, dünner gemacht, um die not-
wendige Submikron-Dicke aufzuweisen. Ferner wird 
nach Bedarf eine Wärmebehandlung in einem Mag-
netfeld hinzugefügt, um die Magnetcharakteristik des 
Weichmagnetfilms zu verbessern.
[0201] Gleichzeitig werden die Verbinderanschlüs-
se 11 und 13 auf dem Vorsprung 11a und 13a durch 
Rahmenplattierung von Cu oder dgl. gebildet.
[0202] Dann wird, wie in Fig. 31(E) gezeigt, eine 
Isolierschicht aus Al2O3 oder dgl. in einer Dicke von 
etwa einigen Mikron bis einigen zehn Mikron durch 
Sputtern durch die wie mit Bezugnahme auf 
Fig. 31(C) beschriebene Methode gebildet, wobei ein 
Schutzfilm gebildet wird, und die Oberfläche wird po-
liert, um flach zu sein, bis die Verbinderanschlüsse 11
und 13 freiliegen.
[0203] Dann, wenn eine Verbindung mit den Verbin-
deranschlüssen 21 und 23 durch Gold (Au)-Bonden 
oder dgl. hergestellt wird, nach der Bildung der 
Schutzschicht, werden Höckerabschnitte 11b und 
13b durch Dampfabscheidung oder Sputtern von 
Gold (Au) gebildet, und werden unter Verwendung 
von Photolithographietechnologie zu den gewünsch-
ten Formen gebildet, wie in Fig. 31(F) gezeigt.
[0204] Das Waferverfahren wird auf diese Weise 
vollendet, und danach wird der Kopf-Chip durch ma-
schinelle Bearbeitung abgetrennt.
[0205] Dieses Verfahren kann die Schritte vergli-
chen mit dem Verfahren von Fig. 19 signifikant redu-
zieren, wodurch es zur Kostenreduktion beiträgt.

(g) Beschreibung anderer Stützkörper

[0206] Fig. 32 ist eine Strukturdarstellung eines 
weiteren Stützkörpers und zeigt eine Modifikation 
des flexiblen Stützkörpers
[0207] In diesem Stützkörper ist eine flexible Isolier-
platte 2-1 aus einem Isolierharz oder dgl. mit Kontakt-
mustern 24 und 26 versehen.
[0208] Die Kontaktmuster 24 und 26 können durch 
ein Klebemittel oder Druckbonden verbunden wer-
den, können eine Plattenform oder eine Drahtform 
aufweisen, und können beschichtete Leiter oder un-
beschichtete Leiter sein.
[0209] Fig. 33 ist eine Strukturdarstellung eines 
weiteren Stützkörpers und zeigt eine Modifikation 
des flexiblen Stützkörpers
[0210] In diesem Stützkörper ist die flexible Isolier-
platte 2-1 aus einem Isolierharz oder dgl. mit mecha-
nischen Stützabschnitten 2-2 für die Leiter 24 und 26
versehen, und nachdem die Leiter 24 und 26 in die 

mechanischen Stützabschnitte 2-2 der flexiblen Iso-
lierplatte 2-1 platziert werden, werden die Vorsprün-
ge aufgespreizt, um sie zu sichern. Danach kann ein 
Harz oder dgl. zur Verstärkung aufgebracht werden, 
und die Leiter 24 und 26 können eine Plattenform 
oder eine Drahtform aufweisen. und können be-
schichtete Leiter oder unbeschichtete Leiter sein.
[0211] Fig. 34 ist eine Strukturdarstellung eines 
weiteren Stützkörpers und zeigt eine Modifikation 
des flexiblen Stützkörpers
[0212] In diesem Stützkörper wird eine leitfähige Fo-
lie 29 aus Kupfer im Voraus auf der flexiblen Isolier-
platte 2-1 aus einem Isolierharz oder dgl. durch ein 
Klebemittel, Druckbonden, Plattieren oder dgl. gebil-
det, und die leitfähige Folie 29 wird dann geätzt, um 
die Leiter 24 und 26 mit einer vorherbestimmten 
Form zu ergeben.
[0213] Fig. 35 ist eine Strukturdarstellung noch ei-
nes weiteren Stützkörpers und zeigt eine Modifikati-
on des flexiblen Stützkörpers
[0214] In diesem Stützkörper wird eine Form 80 für 
die flexible Isolierplatte 2-1 hergestellt, die Leiter 24
und 2b werden in die Form 80 gesetzt. und Harz wird 
in die Form 80 durch eine Spritzgießmaschine 81 in-
jiziert, um die flexible Isolierplatte 2-1 aus einem Iso-
lierharz oder dgl. zu bilden, die mit den Leitern 24 und 
26 versehen ist.
[0215] Fig. 36 ist eine Strukturdarstellung noch ei-
nes weiteren Stützkörpers und zeigt eine Modifikati-
on des flexiblen Stützkörpers
[0216] In diesem Stützkörper werden zwei Leiter 24
und 26 sandwichartig zwischen zwei Isolatoren 2-3
und 2-4 angeordnet, um die flexible Isolierplatte 2-1
aus einem Isolierharz oder dgl. zu ergeben, die mit 
den Leitern 24 und 26 versehen ist. Die Isolatoren 2-3
und 2-4 können durch ein Klebemittel oder mechani-
sche Reibung miteinander verbunden werden.
[0217] In jedem Fall kann die flexible Isolierplatte 
2-1 mit einem leitfähigen Metall hinterlegt werden, 
und kann drei oder mehr Leiter wie in der zweiten 
Ausführungsform aufweisen, etc.
[0218] Obwohl die oben beschriebenen Ausfüh-
rungsformen mit Bezugnahme auf einen Magnetkopf 
des Kontakttyps erläutert wurden, können sie auch 
bei einem Magnetkopf des Schwebetyps verwendet 
werden.
[0219] Obwohl die Beschreibung mit Bezugnahme 
auf eine Vielzahl von Magnetplatten einer Magnet-
plattenvorrichtung erfolgt ist, kann auch ein Einzel-
plattentyp verwendet werden.

(h) Beschreibung einer siebenten Magnetkopfanord-
nung, die hier nicht beansprucht wird

[0220] Fig. 37 ist eine perspektivische Ansicht einer 
siebenten Magnetkopfanordnung, und Fig. 38 ist ein 
Schnitt der Struktur von Fig. 37, wobei beide ein wei-
teres Beispiel der Verbindung zwischen dem 
Kopf-Chip 1-2 und dem Stützkörper 2 zeigen.
[0221] Die Struktur des Kopf-Chips 1-2 ist gleich wie 
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in Fig. 16 gezeigt; "11" und 13" sind Kontaktstellen, 
"14" ist ein Rückführjoch aus NiFe (Ferrit), "15" ist 
eine Isolierschicht, "16" ist ein Hauptmagnetpol, "17"
ist eine Spule, "18" ist eine Isolierschutzschicht, und 
"19" ist ein hinterer Jochabschnitt. Diese sind auf 
dem Wafer 1a durch Dünnfilmbildungstechnologie 
gebildet, und die Richtung der Dünnfilmlaminierung 
ist parallel zur Oberfläche der Magnetplatte 5.
[0222] Der flexible Stützkörper 2, der von dem in 
Fig. 16 gezeigten verschieden ist, ist mit keinem Ab-
schnitt versehen, der unter einem rechten Winkel ge-
bogen ist, und hat eine flache Form. Die Isolierschicht 
27 ist, wie in Fig. 12 gezeigt, auf der Metallbasis 20
aufgebracht, die Signalkontaktdrähte 24 und 26 sind 
auf der Schicht vorgesehen, und die Schutzschicht 
28 ist auf den Signalkontaktdrähten vorgesehen. Die 
Signalkontaktdrähte 24 und 26 sind mit den Verbin-
dungskontaktstellen 21, 23, 24a und 26a versehen. 
Da dieser flexible Stützkörper 2 ausgebildet ist, keine 
unter einem rechten Winkel gebogene Spitze aufzu-
weisen, kann ein Isolierkunststoff oder Keramik oder 
dgl. verwendet werden.
[0223] Da die Verbinderanschlüsse 11 und 13 des 
Kopf-Chips 1-2 der Vorderseite des flexiblen Stütz-
körpers 2 (in der Darstellung nach links) zugewandt 
sind, wird diese Fläche (oberste Fläche), die parallel 
zu der einer Magnetplatte zugewandten Fläche ist, 
eingerichtet, an der Montagefläche (untere Fläche) 
des Spitzenabschnitts des flexiblen Stützkörpers 2
anzuliegen.
[0224] Ein Ultraviolettstrahlen-Härtungsklebemittel 
T wird in einer Dicke von etwa 5 Mikron auf dieser an-
liegenden Fläche aufgebracht, auf diese Fläche wer-
den Ultraviolettstrahlen (UV-Licht) zur sofortigen Här-
tung eingestrahlt, um mechanisch gesichert zu wer-
den.
[0225] Die Verbinderanschlüsse 11 und 13 des 
Kopf-Chips 1-2 werden mit den Verbinderanschlüs-
sen 21 und 23 des flexiblen Stützkörpers 2 durch 
Bonddrähte M aus Gold oder dgl. verbunden.
[0226] Da bei dieser Magnetkopfanordnung jene 
Fläche des Kopf-Chips 1-2, die der der Magnetplatte 
zugewandten gegenüberliegt, haftend auf dem fla-
chen Stützkörper 2 aufgebracht ist, wird der Paralle-
lismus mit der Oberfläche der Magnetplatte genau er-
halten. Ferner wird bei der Anbringung ein Ultravio-
lettstrahlen-Härtungsklebemittel verwendet, das kein 
Erhitzen involviert, und die Anbringung wird leicht er-
zielt ohne nachteiligen thermischen Einfluss wie eine 
Wärmeverformung.

(i) Beschreibung einer achten Magnetkopfanord-
nung, die hier nicht beansprucht wird

[0227] Fig. 39 ist ein Schnitt einer achten Magnet-
kopfanordnung, die ein weiteres Beispiel einer Ver-
bindung zwischen dem Kopf-Chip 1-2 und dem Stütz-
körper 2 veranschaulicht.
[0228] Die Struktur des Kopf-Chips 1-2 ist gleich wie 
in Fig. 38 gezeigt; "11" und "13" sind Kontaktstellen. 

"14" ist ein Rückführjoch aus NiFe (Ferrit). "15" ist 
eine Isolierschicht, "16" ist ein Hauptmagnetpol, "17"
ist eine Spule, "18" ist eine Isolierschutzschicht, und 
"19" ist ein hinterer Jochabschnitt. Diese sind auf 
dem Wafer 1a durch Dünnfilmbildungstechnologie 
gebildet, und die Richtung der Dünnfilmlaminierung 
ist parallel zur Oberfläche der Magnetplatte 5.
[0229] Der flexible Stützkörper 2, der mit dem in 
Fig. 38 gezeigten nahezu identisch ist, ist mit keinem 
Abschnitt versehen, der unter einem rechten Winkel 
gebogen ist, und hat eine flache Form. Die Isolier-
schicht 27 ist, auf der Metallbasis 20 aufgebracht, die 
Signalkontaktdrähte 24 und 26 sind auf der Schicht 
vorgesehen, und die Schutzschicht 28 ist auf den Si-
gnalkontaktdrähten vorgesehen. Die Signalkontakt-
drähte 24 und 26 sind mit den Verbindungskontakt-
stellen 21, 23, 24a und 26a versehen. Dieser flexible 
Stützkörper 2 ist ferner, an der Anbringungsfläche an 
seinem Spitzenabschnitt, mit einem Paar von Vor-
sprüngen 20-1 und 20-2, die aus dünnen Filmen aus 
Al2O3 oder dgl. gebildet sind, zur Positionierung ver-
sehen und hält die Außenfläche des Kopf-Chips 1-2.
[0230] Da die Verbinderanschlüsse 11 und 13 des 
Kopf-Chips 1-2 der Vorderseite des flexiblen Stütz-
körpers 2 (in der Darstellung nach links) zugewandt 
sind, wird diese Fläche (oberste Fläche), die parallel 
zu der einer Magnetplatte zugewandten Fläche ist, 
eingerichtet, an der Montagefläche (untere Fläche) 
des Spitzenabschnitts des flexiblen Stützkörpers 2
anzuliegen, wobei sie durch die Vorsprünge 20-1 und 
20-2 positioniert wird. Ein Ultraviolettstrahlen-Här-
tungsklebemittel T wird in einer Dicke von etwa 5 Mi-
kron auf dieser anliegenden Fläche aufgebracht, auf 
diese Fläche werden Ultraviolettstrahlen (UV-Licht) 
zur sofortigen Härtung eingestrahlt, um mechanisch 
gesichert zu werden.
[0231] Die Verbinderanschlüsse 11 und 13 des 
Kopf-Chips 1-2 werden mit den Verbinderanschlüs-
sen 21 und 23 des flexiblen Stützkörpers 2 durch 
Bonddrähte M aus Gold oder dgl. verbunden.
[0232] Da der flexible Stützkörper 2 mit den Positio-
nierungsvorsprüngen 20-1 und 20-2 versehen ist, 
wird die Positionierung des Kopf-Chips 1-2 leichter, 
und der rechte Winkel des Magnetpols in Bezug auf 
die Drehrichtung der Magnetplatte kann genau erhal-
ten werden, wodurch der Azimuthfehler reduziert 
wird.

(j) Beschreibung einer neunten Magnetkopfanord-
nung, die hier nicht beansprucht wird

[0233] Fig. 40 ist ein Schnitt einer neunten Magnet-
kopfanordnung, die ein weiteres Beispiel einer Ver-
bindung zwischen dem Kopf-Chip 1-2 und dem Stütz-
körper 2 veranschaulicht.
[0234] Die Struktur des Kopf-Chips 1-2 ist gleich wie 
in Fig. 38 gezeigt. Der flexible Stützkörper 2, nahezu 
identisch mit dem in Fig. 38 gezeigten, ist mit keinem 
unter einem rechten Winkel gebogenen Abschnitt 
versehen und hat eine flache Form.
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[0235] Da die Verbinderanschlüsse 11 und 13 des 
Kopf-Chips 1-2 der Rückseite des flexiblen Stützkör-
pers 2 (in der Darstellung nach rechts) zugewandt 
sind, wird diese Fläche (oberste Fläche), die parallel 
zu der einer Magnetplatte zugewandten Fläche ist, 
eingerichtet, an der Montagefläche (untere Fläche) 
des Spitzenabschnitts des flexiblen Stützkörpers 2
anzuliegen. Ein Ultraviolettstrahlen-Härtungsklebe-
mittel T wird in einer Dicke von etwa 5 Mikron auf die-
ser anliegenden Fläche aufgebracht, auf diese Flä-
che werden Ultraviolettstrahlen (UV-Licht) zur soforti-
gen Härtung eingestrahlt, um mechanisch gesichert 
zu werden.
[0236] Die Verbinderanschlüsse 11 und 13 des 
Kopf-Chips 1-2 werden an die Verbinderanschlüsse 
21 und 23 des flexiblen Stützkörpers 2 durch ein Löt-
mittel N mit niedrigem Schmelzpunkt, wie eine Legie-
rung auf Bi-Pb-Basis, Lotkegel-gebondet, um Lotke-
gel zu bilden.
[0237] Da der Kopf-Chip 1-2 mit einem Lötmittel mit 
niedrigem Schmelzpunkt an den Stützkörper 2 Lotke-
gel-gebondet wird, kann die mechanische Festigkeit 
am durch ein Klebemittel haftend aufgebrachten Ab-
schnitt verstärkt werden, wobei eine elektrische Ver-
bindung vorgesehen wird. Insbesondere wenn das 
Wafersubstrat aus dem Rückführjoch 14 gebildet 
wird, wird der Kopf-Chip 1-2 dünner, wobei die anlie-
gende Fläche kleiner und der haftende Bereich klei-
ner werden, und die mechanische Festigkeit kann 
durch das Lotkegel-Bonden aufrechterhalten wer-
den. Da ein Lötmittel mit niedrigem Schmelzpunkt 
verwendet wird, zeigt ferner das haftend aufgebrach-
te Ultraviolettstrahlen-Härtungsklebemittel kaum ei-
nen Wärmeabbau.

(k) Beschreibung einer zehnten Magnetkopfanord-
nung, die hier nicht beansprucht wird

[0238] Fig. 41 ist ein Schnitt einer zehnten Magnet-
kopfanordnung, die ein weiteres Beispiel einer Ver-
bindung zwischen dem Kopf-Chip und dem Stützkör-
per veranschaulicht.
[0239] In Fig. 41 ist die Struktur des Kopf-Chips 1-5
so, dass zusätzlich zu der Struktur der Ausführungs-
form in Fig. 40 das Substrat 1a des Rückführjochs 14
mit einer Verbindungskontaktstelle 11-1 durch Löt-
plattierung, Dampfabscheidung von Gold oder dgl. 
versehen ist. Der flexible Stützkörper 2, der nahezu 
dieselbe Struktur hat wie jene der in Fig. 40 gezeig-
ten Ausführungsform, ist, an der Spitze der Montage-
fläche, mit einer Montagekontaktstelle 24-1 durch 
Lötplattierung, Dampfabscheidung von Gold oder 
dgl. versehen.
[0240] Sei dieser Magnetkopfanordnung werden die 
Oberseite des Kopf-Chips 1-5 und die Montagefläche 
des Stützkörpers 2 durch ein Ultraviolettstrahlen-Här-
tungsklebemittel T haftend aufgebracht. Die Verbin-
deranschlüsse 11 und 13 des Kopf-Chips 1-5 werden 
an die Verbinderanschlüsse 21 und 23 des flexiblen 
Stützkörpers 2 mit einem Lötmittel N mit niedrigem 

Schmelzpunkt Lotkegel-gebondet. Die Verbindungs-
kontaktstelle 11-1 des Kopf-Chips 1-5 wird auch an 
die Montagekontaktstelle 24-1 des Stützkörpers 2 mit 
einem Lötmittel N mit niedrigem Schmelzpunkt Lot-
kegel-gebondet.
[0241] Da bei dieser Struktur die Vorderseite, Rück-
seite und beide Seiten mit einem Lötmittel N mit nied-
rigem Schmelzpunkt Lotkegel-gebondet sind, wird 
die mechanische Bindung stärker.

(l) Beschreibung einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung

[0242] Fig. 42 ist eine perspektivische Ansicht einer 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, und 
Fig. 42 ist ein Schnitt von Fig. 42, wobei beide ein 
weiteres Beispiel einer Verbindung zwischen dem 
Kopf-Chip und dem Stützkörper zeigen.
[0243] Ein Kopf-Chip 1-6 hat dieselbe Struktur wie 
in Fig. 24 gezeigt durch das Vorsehen des Hauptma-
gnetpols 16, der rund um den Magnetpol 16 gewun-
denen Spule 17, der Isolierschichten 15 und 18, die 
isolierend den Magnetpol 16 und die Spule 17 schüt-
zen, und des hinteren Jochs 19, des Rückführjochs 
14 und des Verbinderanschlusses 11.
[0244] Der Unterschied dieser Magnetkopfanord-
nung liegt darin, dass, wie in Fig. 42 und 43(B) ge-
zeigt, der Kopf-Chip 1-6 in einer T-Form ausgebildet 
ist, gesehen von der Dünnfilmbildungsoberfläche des 
Kopf-Chips 1-6. Auf einem T-förmigen vertikalen Ab-
schnitt 1c sind der Hauptmagnetpol 16, die rund um 
den Magnetpol 16 gewundene Spule 17, die Isolier-
schichten 15 und 18, die isolierend den Magnetpol 16
und die Spule 17 schützen, das hintere Joch 19 und 
das Rückführjoch 14 gebildet. Die Verbinderan-
schlüsse 11 und 13 der Spule 17 sind an beiden Sei-
ten des oberen horizontalen Abschnitts der T-Form 
gebildet.
[0245] Dieser wie oben beschriebene Kopf-Chip 1-6
wird durch das Herausschneiden vieler Kopf-Chips 
hergestellt, die auf dem Wafersubstrat beispielsweise 
aus NiFe gebildet sind, gesehen von der Dünnfilmbil-
dungsoberfläche. Da die Größe des Kopf-Chips 1-6
durch die Anzahl von Windungen der im Chip einge-
schlossenen Spule 17 beschränkt wird, kann die Grö-
ße von einigen hundert Mikron oder weniger erzielt 
werden, und der Chip kann so dünn wie einige zehn 
Mikron ausgebildet werden, da er einfach den Dünn-
filmbildungsabschnitt erfordert.
[0246] Wenn eine Anzahl von Kopf-Chips 1-6 auf 
dem Wafersubstrat aus NiFe in einer T-Form heraus-
geschnitten wird, wird ein Teil des NiFe-Wafersubst-
rats das Rückführjoch 14. Ein Ferrit-Wafersubstrat 
kann anstelle des NiFe-Wafersubstrats verwendet 
werden, wobei ein Ferrit-Rückführjoch 14 vorgese-
hen wird. In diesem Fall wird der Kopf-Chip 2-6 ge-
ringfügig dicker.
[0247] Der flexible Stützkörper 2 zum Stützen die-
ses Kopf-Chips 1-6, wie oben beschrieben, hat die 
Metallplatte 20 aus einem rostfreien Stahlblech oder 
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dgl., die mit einem Isolierresist überzogen ist, die auf 
der Platte gebildeten Signalkontaktmuster 24 und 26, 
die auf den Signalkontaktmustern vorgesehene Iso-
lierschutzschicht 28, die Verbinderanschlüsse 21, 23, 
24a und 26a, durch die beide Enden der Signalkon-
taktanschlüsse 24 und 26 freiliegen.
[0248] Der Stützkörper 2 hat eine Vertiefung 2-1, die 
an der Spitze gebildet ist, um den vertikalen Abschnitt 
1c des T-förmigen Kopf-Chips 1-6 zu halten. Das 
rückwärtige Ende des Stützkörpers 2 ist am vorderen 
Ende des Arms 3 angebracht, wie in Fig. 43(A) ge-
zeigt.
[0249] Die Verbinderanschlüsse 11 und 13 sind so 
gebildet, dass, wenn der vertikale Abschnitt 1c des 
T-förmigen Kopf-Chips 1-6 in der an der Spitze des 
Stützkörpers 2 gebildeten Vertiefung 2-1 gehalten 
wird, die Verbinderanschlüsse 11 und 13 der Spule 
17, die am oberen horizontalen Abschnitt des T-för-
migen Kopf-Chips 1-6 vorgesehen ist, nahe zu den 
Verbinderanschlüssen 21 und 23 der Signalkontakt-
muster gelangen, die an beiden Seiten der Vertiefung 
2-1 an der Spitze des flexiblen Stützkörpers 2 vorge-
sehen sind.
[0250] Beim Zusammenbau des Kopf-Chips 1-6
und des Stützkörpers 2 wird der vertikale Abschnitt 
1c des T-förmigen Kopf-Chips 1-6 in der am Spitzen-
abschnitt der Stütze 2 gebildeten Vertiefung 2-1 ge-
halten, und wird durch ein Isolierklebemittel haftend 
darauf aufgebracht, um eine mechanische Fixierung 
vorzusehen.
[0251] Durch das Aufbringen eines Metalls mit nied-
rigem Schmelzpunkt oder eines leitfähigen Anstrichs 
S werden dann die Verbinderanschlüsse 11 und 13
der Spule 17, die am oberen horizontalen Abschnitt 
des T-förmigen Kopf-Chips 1-6 vorgesehen ist, mit 
den Verbinderanschlüssen 21 und 23 der Signalkon-
taktmuster 24 und 26 elektrisch verbunden, die an 
beiden Seiten der Vertiefung 2-1 an der Spitze des 
flexiblen Stützkörpers 2 vorgesehen sind.
[0252] Zu dieser Zeit können die Verbinderan-
schlüsse 11 und 13 mit den Verbinderanschlüssen 21
und 23 durch Goldkugel-Bonden verbunden werden, 
wie oben beschrieben. Diese Methode besteht darin, 
eine Goldkugel S von etwa einigen zehn Mikron, die 
an der Spitze eines Golddrahts durch Elektro-
nen-Sparking gebildet wird, zwischen die Verbinder-
anschlüsse 11 und 13 und die Verbinderanschlüsse 
21 und 23 zu pressen, um diese zu verbinden. Da 
diese Kopplungsmethode die Verbinderanschlüsse 
durch einfaches Druckbonden einer Goldkugel zwi-
schen den Verbinderanschlüssen verbinden kann, 
kann sie eine Verbindung zwischen den Verbinderan-
schlüssen, die einen Winkel von 90 Grad dazwischen 
aufweisen, rascher und leichter herstellen als die 
oben angegebene Methode unter Verwendung eines 
Metalls mit niedrigem Schmelzpunkt oder eines leit-
fähigen Anstrichs.
[0253] Da der vertikale Abschnitt 1c des T-förmigen 
Kopf-Chips 1-6 in der Vertiefung 2-1 gehalten wird, 
die am Spitzenabschnitt der Stütze 2 gebildet ist und 

damit verbunden ist, wird ferner eine feste Kopplung 
möglich, und die Verbindungsarbeit kann leicht aus-
geführt werden.
[0254] Da der vertikale Abschnitt 1c des T-förmigen 
Kopf-Chips 1-6 in der Vertiefung 2-1 gehalten wird, 
die am Spitzenabschnitt der Stütze 2 gebildet ist, 
kann ferner der Spalt zwischen der Spitze des Mag-
netpols 16 des Kopf-Chips 1-6 und dem Stützkörper 
2 kleiner gemacht werden, wodurch die Distanz zwi-
schen dem Stützkörper 2 und der Magnetplatte 5 ver-
kürzt wird. Dies kann die Neigung des Kopf-Chips 1-6
in der Rollrichtung reduzieren. Wenn der Spalt zwi-
schen der Magnetplatte und dem Stützkörper 2 für 
den Kopf-Chip 1-6 beispielsweise auf 1/2 des her-
kömmlichen Spalts eingestellt wird, kann die Neigung 
des Kopf-Chips 1-6 in der Rollrichtung auf 1/2 unter-
drückt werden, wodurch eine stabile Aufzeichnung 
und Reproduktion sichergestellt werden.

(i) Beschreibung einer elften Magnetkopfanordnung, 
die hier nicht beansprucht wird

[0255] Fig. 44 ist eine Strukturdarstellung einer elf-
ten Magnetkopfanordnung, und Fig. 45 veranschau-
licht den Implementierungszustand der Struktur von 
Fig. 44.
[0256] Der Arm 3 ist, wie in Fig. 45 gezeigt, mit ei-
nem Paar von Kontaktmusterdrähten 32, und mit ei-
nem Paar von Armanschlussabschnitten 31, die an 
den distalen Enden der Kontaktmusterdrähte 32 vor-
gesehen sind, versehen.
[0257] Dieser Arm 3 besteht aus Metall, wie aus 
rostfreiem Stahl, und eine Isolierschicht ist darauf 
aufgebracht. Diese Kontaktmusterdrähte 32 und die 
Armanschlussabschnitte 31 sind aus einem Kupfer-
muster gebildet, und die Kontaktmusterdrähte 232
sind mit einer Schutzschicht überzogen.
[0258] An den Anschlussabschnitten 31 des Arms 3
sind Kardanrahmendrähte 24 angebracht, deren dis-
tale Enden mit dem Kopf-Chip 1 verbunden sind.
[0259] Der Kopf-Chip 1 weist, wie in Fig. 44(A) ge-
zeigt, die in Fig. 11 gezeigten Anschlussabschnitte 
auf, die an seiner Oberseite vorgesehen sind. Das 
Paar von Kardanrahmendrähten 2-4 ist aus einem 
Phosphorbronzedraht mit einem Durchmesser von 
0,1 mm gebildet, und weist eine Federeigenschaft 
und Leitfähigkeit auf.
[0260] Das Paar von parallelen Kardanrahmendräh-
ten 24 hat, wie in Fig. 44(B) gezeigt, seine einen En-
den mit den Anschlussabschnitten 11 und 13 des 
Kopf-Chips 1 durch Wärme, Ultraschallschweißen 
oder dgl. verbunden, und hat die anderen Enden ähn-
lich mit den Armanschlussabschnitten 31 des Arms 3
durch Wärme, Ultraschallschweißen oder dgl. ver-
bunden. Demgemäß sind der Arm 3 und der 
Kopf-Chip 1 elektrisch und mechanisch durch die pa-
rallelen Kardanrahmendrähte 2-4 miteinander ver-
bunden.
[0261] Aufgrund ihrer Federcharakteristik stützen 
die Kardanrahmendrähte 2-4 elastisch den 
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Kopf-Chip 1 und verbinden die Anschlussabschnitte 
11 und 13 mit den Anschlussabschnitten 31, so dass 
der Kopf-Chip 1 mit den Kontaktmusterdrähten 32
des Arms 3 verbunden ist, wodurch der Transfer von 
Aufzeichnungs/Reproduktionssignalen sicherge-
stellt wird.
[0262] Die Magnetkopfanordnung wird durch einfa-
ches Verbinden der Anschlussabschnitte 11 und 13
des Kopf-Chips 1 mit den Armanschlussabschnitten 
31 des Arms 3 unter Verwendung der Kardan-
rahmendrähte 2-4 vollendet. Auch wenn der 
Kopf-Chip 1 sehr klein ist, kann er leicht mit dem Arm 
3 durch die Kardanrahmendrähte 2-4 verbunden wer-
den, wodurch der Zusammenbau einer kleinen Mag-
netkopfanordnung erleichtert wird.
[0263] Da der erforderliche Schritt darin besteht, die 
Anschlussabschnitte 11 und 13 mit den Anschlussab-
schnitten 31 durch die Kardanrahmendrähte 2-4 zu 
verbinden, wird ferner die Anzahl der Schritte des Zu-
sammenbaus feiner Komponenten reduziert, wo-
durch der Zusammenbau einer kleinen Magnetkopfa-
nordnung erleichtert wird.
[0264] Da die Anzahl von Komponenten reduziert 
wird, kann darüber hinaus eine sehr kleine Magnet-
kopfanordnung zu niedrigen Kosten vorgesehen wer-
den, indem die Teilereduktion mit einem leichteren 
Zusammenbau kombiniert wird.
[0265] Da der Arm 3 in diesem Beispiel mit den Kon-
taktmusterdrähten 32 versehen ist, ist es zusätzlich 
unnötig, Kontaktdrähte als Drahtmaterialien zu ver-
wenden, und die Notwendigkeit der Bildung der Kon-
taktdrähte in einem winzigen Raum kann eliminiert 
werden, wodurch der Zusammenbau weiter erleich-
tert wird.
[0266] Da zwei Kardanrahmendrähte 2-4 parallel 
vorgesehen sind, kann die Festigkeit in der Rollrich-
tung des Kopf-Chips 1 verstärkt werden.

(n) Beschreibung einer zwölften Magnetkopfanord-
nung, die hier nicht beansprucht wird

[0267] Fig. 46 präsentiert eine Strukturdarstellung 
einer zwölften Magnetkopfanordnung.
[0268] Bei dieser Magnetkopfanordnung, wie in 
Fig. 46(A) und 46(C) gezeigt, sind zwei Ar-
manschlussabschnitte 31 des Arms 3 an beiden Sei-
tenabschnitten des Arms 3 angeordnet, um den Spalt 
zwischen den Anschlussabschnitten 11 und 13 des 
Kopf-Chips 1 zu verbreitern.
[0269] Wenn bei dieser Anordnung die einen Enden 
eines Paars von Kardanrahmendrähten 2-4 mit den 
Anschlussabschnitten 11 und 13 des Kopf-Chips 1
verbunden werden, und die anderen Enden mit den 
Armanschlussabschnitten 31 des Arms 3, ist dieses 
Paar von Kardanrahmendrähten 2-4 nicht parallel, 
sondern hat die Form "/¥", wodurch eine Fachwerk-
form sichergestellt wird.
[0270] Daher ist es möglich, die Steifigkeit gegenü-
ber der Suchrichtung der Magnetkopfanordnung zu 
verstärken, so dass sogar feine Drahtmaterialien 

eine hohe Steifigkeit ergeben können. Dies ist beson-
ders effektiv für einen Kopf des Kontakttyps, der ei-
nen Kontakt für die Aufzeichnung und Reproduktion 
herstellt, da die Kraft in der Suchrichtung auf den 
Kopf-Chip 1 zu der Zeit ausgeübt wird, zu der die Su-
choperation durchgeführt wird.
[0271] Wenn die Kardanrahmendrähte 2-4 so aus-
gebildet sind, wie in Fig. 46(B) gezeigt, dass eine 
goldplattierte Schicht 2-4b rund um einen Phosphor-
bronzedraht 2-4a mit einer rechtwinkligen Form vor-
gesehen ist, und eine Permalloy-Schicht 2-4c rund 
um die goldplattierte Schicht plattiert ist, kann die 
Permalloy-Schicht 2-4c einen Abschirmungseffekt 
vorsehen.
[0272] Wenn der Kopf-Chip 1 kleiner wird, wird das 
Aufzeichnungs/Reproduktionssignal schwächer und 
wird wahrscheinlich durch ein Rauschen beeinträch-
tigt. Dieser Abschirmungseffekt ist somit sehr effektiv, 
um die Aufzeichnungs/Reproduktionsfunktionen zu 
verbessern.

(o) Beschreibung einer dreizehnten Magnetkopfan-
ordnung, die hier nicht beansprucht wird

[0273] Fig. 47 präsentiert eine erläuternde Darstel-
lung einer dreizehnten Magnetkopfanordnung.
[0274] Bei dieser Magnetkopfanordnung, wie in 
Fig. 47(A) und 47(B) gezeigt, sind jene Abschnitte 
von Kardanrahmendrähten 2-5, die auf der Seite der 
Armanschlussabschnitte 31 liegen, breiter ausgebil-
det als jene auf der Seite des Kopf-Chips 1, wobei die 
Armanschlussabschnitte 31 breiter ausgebildet sind.
[0275] Wenn bei dieser Anordnung die einen Enden 
dieses Paars von Kardanrahmendrähten 2-5 mit den 
Anschlussabschnitten 11 und 13 des Kopf-Chips 1
verbunden werden, und die anderen Enden mit den 
Armanschlussabschnitten 31 des Arms 3, hat dieses 
Paar von Kardanrahmendrähten 2-5 eine Fachwerk-
form mit verschiedenen Breiten zwischen der Seite 
des Kopf-Chips 1 und der Seite des Arms 3, obwohl 
sie parallel sind, wodurch die Steifigkeit in Bezug auf 
die Suchrichtung sichergestellt wird.
[0276] In dieser Struktur werden die Verbindungs-
bereiche der Kardanrahmendrähte 2-5 auf der Seite 
des Arms 3 größer, wobei die Steifigkeit in Bezug auf 
die Suchrichtung erhöht wird, und es erhöht sich 
auch die Bindungsfestigkeit.

(p) Beschreibung einer vierzehnten Magnetkopfan-
ordnung, die hier nicht beansprucht wird

[0277] Fig. 48 präsentiert eine Strukturdarstellung 
einer vierzehnten Magnetkopfanordnung.
[0278] Bei dieser Magnetkopfanordnung, wie in 
Fig. 48 gezeigt, sind zwei Armanschlussabschnitte 
31 des Arms 3 an beiden Seitenabschnitten des 
Arms 3 angeordnet, um den Spalt zwischen den An-
schlussabschnitten 11 und 13 des Kopf-Chips 1 zu 
verbreitern, wie gemäß der Ausführungsform von 
Fig. 46.
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[0279] Wenn die einen Enden eines Paars von Kar-
danrahmendrähten 2-4 mit den Anschlussabschnit-
ten 11 und 13 des Kopf-Chips 1 verbunden werden, 
und die anderen Enden mit den Armanschlussab-
schnitten 31 des Arms 3, ist demgemäß dieses Paar 
von Kardanrahmendrähten 2-4 nicht parallel, son-
dern hat die Form "/¥", wodurch eine Fachwerkform 
sichergestellt wird.
[0280] Fernes sind Verstärkungsplatten 2-6 aus ei-
nem Isoliermaterial zwischen den Kardanrahmen-
drähten 2-4 gebildet, um eine Leiterform vorzusehen 
wodurch die Steifigkeit in Bezug auf die Suchrichtung 
erhöht wird.

(q) Beschreibung einer fünfzehnten Magnetkopfan-
ordnung, die hier nicht beansprucht wird

[0281] Fig. 49 präsentiert eine Strukturdarstellung 
einer fünfzehnten Magnetkopfanordnung, und 
Fig. 50 ist eine Darstellung, die eine weitere Magnet-
kopfanordnung veranschaulicht.
[0282] Gemäß diesen Magnetkopfanordnungen 
sind Haltemittel 29 zum mechanischen Halten des 
Kopf-Chips 1 und der Stützplatte 2 vorgesehen, wenn 
beide verbunden sind.
[0283] In Fig. 49(A) sind Halteplatten 29a und 29b
zum Halten des Kopf-Chips 1 aus vier Richtungen am 
distalen Ende der Stützplatte 2 vorgesehen, um den 
Kopf-Chip 1 wie eine Buchse zu halten.
[0284] In Fig. 49(B) sind Halteplatten 29b zum Hal-
ten des Kopf-Chips 1 von beiden Seiten am distalen 
Ende der Stützplatte 2 vorgesehen, um den 
Kopf-Chip 1 zu halten.
[0285] In Fig. 49(C) und 49(D), wobei beide Modifi-
kationen von Fig. 49(A) sind, sind Halteplatten 29a
und 29b zum Halten des Kopf-Chips 1 aus vier Rich-
tungen am distalen Ende der Stützplatte 2 vorgese-
hen, um einen Magnetkopfkern 21 wie eine Buchse 
zu halten.
[0286] Diese Halteplatten 24a und 29b können 
durch Plattenbearbeitung auf der Stützplatte 2 oder 
Dampfabscheidung von Aluminiumoxid oder dgl. ge-
bildet werden, ermöglichen es dem Kopf-Chip, fixiert 
und positioniert zu werden, und eliminieren die Not-
wendigkeit einer Adhäsion des Kopf-Chips 1, wo-
durch ein leichterer Austausch sichergestellt wird.
[0287] In den Beispielen von Fig. 50(A) und 50(B)
ist der Kopf-Chip 1 mit Anschlüssen 11a, 11b, 13a
und 13b versehen, welche in aufgespreizte An-
schlussabschnitte 21a und 23a einzupassen sind, die 
auf Verdrahtungsmustern 24 und 26 der Stützplatte 2
vorgesehen sind, wodurch eine mechanische Stütze 
und elektrische Verbindung sichergestellt werden.
[0288] Ferner ist in dem Beispiel von Fig. 50(C)
eine von einem Paar von Halteplatten 29b der Stütz-
platte 2 mit Verbinderanschlüssen 21c versehen, die 
mit Verdrahtungsmustern R verbunden sind. Zusätz-
lich sind die Verbinderanschlüsse 11 und 13 an einer 
Seite des Kopf-Chips 1 vorgesehen. Wenn der 
Kopf-Chip 1 in das Halteplattenpaar 29b eingeführt 

wird, um gesichert zu werden, gelangen die Verbin-
deranschlüsse 11 und 13 des Kopf-Chips 1 mit den 
Verbinderanschlüssen 21c der Halteplatten 29b in 
Kontakt, wodurch eine elektrische Verbindung vorge-
sehen wird.

(r) Beschreibung einer sechzehnten Magnetkopfan-
ordnung, die hier nicht beansprucht wird

[0289] Fig. 51 ist eine Strukturdarstellung einer Ma-
gnetplattenvorrichtung, bei der die sechzehnte Mag-
netkopfanordnung verwendet wird, Fig. 52 ist ein 
Schnitt der Struktur in Fig. 51, Fig. 53 ist eine Vorder-
ansicht eines Betätigers in Fig. 51, Fig. 54 ist eine er-
läuternde Darstellung der sechzehnten Magnet-
kopfanordnung, und Fig. 55 ist eine Darstellung zur 
Erläuterung, wie die Magnetkopfanordnung anzu-
schließen ist.
[0290] Fig. 51 veranschaulicht eine Magnetplatten-
vorrichtung, die es einem Kopf ermöglicht, auf einer 
Magnetplatte zu schweben, um eine Magnetauf-
zeichnung auszuführen.
[0291] Auf einer Basis 60-1 der Vorrichtung sind 
eine 3,5 Zoll Magnetplatte 5-1, die rund um eine Spin-
delachse 64-1 rotiert, und eine Magnetschaltung 
63-1 vorgesehen. Ein Betätiger 4-1 ist drehbar rund 
um eine Drehachse 62-1 montiert.
[0292] Eine Spule 41-1 ist am rückwärtigen Ab-
schnitt dieses Betätigers 4-1 vorgesehen, wie in 
Fig. 51, 52 und 53 gezeigt, und die Spule 41-1 ist in 
der Magnetschaltung 63-1 angeordnet.
[0293] Neun Arme 3-1, wie in Fig. 52 gezeigt, sind 
an dem vorderen Abschnitt des Betätigers 4-1 gebil-
det, wobei jeder Arm 3-1 mit einer Stützplatte (Auf-
hängung) 7 versehen ist, die einen am distalen Ende 
vorgesehenen Magnetkopfkern (Kernschieber) 8 auf-
weist.
[0294] Dieser Betätiger 4-1, zusammen mit der Spu-
le 41-1 und Magnetschaltung 63-1, bildet einen line-
aren Betätiger. Wenn Strom durch die Spule 41-1
fließt, rotiert der Betätiger 4-1 rund um die Drehachse 
62-1, um den Magnetkopfkern 8 für eine Suchopera-
tion in einer Richtung rechtwinklig zu den Spuren der 
Magnetplatte 5-1 (radiale Richtung) zu bewegen.
[0295] In Fig. 54 ist "7" eine Stützplatte (Aufhän-
gung) aus Metall mit einer Federeigenschaft, wie 
rostfreier Stahl. Eine Isolierschicht ist auf der Stütz-
platte aufgebracht, und ein Paar von Verdrahtungs-
mustern 71 und Aufhängungsverbinderanschlüssen 
72 sind durch ein Kupfermuster darauf gebildet. Die 
Stützplatte 7 weist ein Ende auf, das an dem Arm 3-1
durch Laserpunktschweißen oder dgl. fixiert ist.
[0296] "8" ist ein Magnetkopfkern (Kernschieber), 
der ein Paar von Kernschieber-Verbinderanschlüs-
sen 82 und einen Dünnfilmmagnetkopf 81 aufweist, 
die an den Seiten vorgesehen sind.
[0297] Wenn der Magnetkopfkern 8 an der Stütz-
platte 7 montiert wird, werden die Verbinderanschlüs-
se 72 der Stützplatte 7 und die Verbinderanschlüsse 
82 des Magnetkopfkerns 8 mit der wie in Fig. 54(B)
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und 55(A) gezeigten Positionsbeziehung fixiert, und 
Goldkugeln W mit einem Durchmesser von etwa 0,1 
mm werden veranlasst, mit beiden goldplattierten 
Verbinderanschlüssen 82 und 72 in Kontakt zu gelan-
gen, und werden einem Druckbonden und Ultra-
schallbonden durch einen Kugelbonder unterworfen, 
die Verbinderanschlüsse 82 und 72 werden über die 
Goldkugeln W aufgrund der intermetallischen Bin-
dung elektrisch und mechanisch verbunden. In die-
sem Beispiel ist die Magnetplatte 5-1 oberhalb der 
Darstellung angeordnet.
[0298] Wenn die Stützplatte 7 mit den Verdrah-
tungsmustern 71 und den Verbinderanschlüssen 72
versehen ist, wohingegen der Magnetkopfkern 8 mit 
den Verbinderanschlüssen 82 verbunden ist, können 
sie durch Goldkugelbonden verbunden werden. Da-
her kann sogar der winzige Magnetkopfkern 8 leicht 
angeschlossen werden, wodurch die Miniaturisierung 
der Magnetkopfanordnung erzielt wird.
[0299] Ferner ist, nicht wie bei Leitungsdrähten, kei-
ne Verdrahtung notwendig, so dass eine schwierige 
Verdrahtung an der winzigen Aufhängung unnötig ist, 
wodurch der Zusammenbau weiter erleichtert wird.
[0300] Ferner wird die Anzahl von Komponenten re-
duziert, um den Zusammenbau leichter zu machen 
und eine kleine Magnetkopfanordnung zu erzielen.
[0301] Fig. 55(B) zeigt eine Modifikation der sech-
zehnten Magnetkopfanordnung, bei der ein Dum-
my-Anschluss 83 an der Eingangsseite des Flusses 
des Magnetkopfkerns 8 vorgesehen ist, und ein Dum-
my-Anschluss 73 ist demgemäß auf dem Verdrah-
tungsmuster 71 der Stützplatte 7 vorgesehen. Mit 
Goldkugeln W mit einem Durchmesser von etwa 0,1 
mm, die mit beiden goldplattierten Verbinderan-
schlüssen 83 und 73 in Kontakt stehen, werden ein 
Druckbonden und ein Ultraschallbonden durch einen 
Kugelbonder vorgenommen, diese Verbinderan-
schlüsse 83 und 73 werden über die Goldkugeln W 
aufgrund der intermetallischen Bindung miteinander 
verbunden.
[0302] Demgemäß hat der Magnetkopfkern 8 beide 
Enden durch die Goldkugeln W mit der Stützplatte 7
verbunden, so dass die Adhäsion des Magnetkopf-
kerns 8 an der Stützplatte 7 unnötig ist, und die Ver-
bindung durch den Kugelbondschritt allein hergestellt 
werden kann, wodurch der Zusammenbau weiter er-
leichtert wird.
[0303] Obwohl in diesem Beispiel die Leitungsdräh-
te mit den armseitigen Anschlüssen (siehe 
Fig. 54(A)) der Verdrahtungsmuster 71 der Stützplat-
te 7 vor der Verbindung mit dem Arm 3 verbunden 
werden, ist diese Verdrahtung leicht, da der Arm 3 re-
lativ groß ist.

(s) Beschreibung einer siebzehnten Magnetkopfan-
ordnung, die hier nicht beansprucht wird

[0304] Fig. 56 ist eine Strukturdarstellung der sieb-
zehnten Magnetkopfanordnung
[0305] Da die Struktur der Magnetplattenvorrich-

tung in Fig. 56 gleich ist wie die in Fig. 51 bis 53 ge-
zeigten, ist nur die Magnetkopfanordnung veran-
schaulicht.
[0306] Bei dieser Magnetkopfanordnung sind ein 
Dünnfilmkopfabschnitt 81 und ein Paar von Kernan-
schlussabschnitten 83 an der Unterseite des Magnet-
kopfkerns (Kernschieber) 8 vorgesehen, wobei eine 
Kerbe 73 zwischen einem Paar von Anschlussab-
schnitten 72 an der Spitze der Stützplatte 7 gebildet 
ist.
[0307] Wenn der Dünnfilmkopfabschnitt 81 des Ma-
gnetkopfkerns 8 in die Kerbe 73 der Stützplatte 7 ein-
gepasst wird, um zu bewirken, dass die Anschlüsse 
83 mit den Anschlüssen 72 in Kontakt gelangen, wie 
in Fig. 56(B) gezeigt, und Ultraschallwellen oder 
Wärme von der Seite des Magnetkopfkerns 8 zuge-
führt werden, wie in Fig. 56(C) gezeigt, kann eine 
elektrische Verbindung durch die intermetallische 
Bindung der goldplattierten Abschnitte beider An-
schlüsse 83 und 72 vorgesehen werden.
[0308] Da bei der obigen Struktur die Verbinderan-
schlüsse 83 und 72 im Voraus auf dem Magnetkopf-
kern 8 bzw. der Stützplatte 7 vorgesehen werden, 
kann die Verbindung durch die Positionierung zwi-
schen den Verbinderanschlüssen 83 und 72 allein 
hergestellt werden, wodurch die Arbeit der Verbin-
dung winziger Komponenten erleichtert wird.
[0309] Ferner wird der Magnetkopfkern 8 durch die 
Kerbe 73 positioniert, wobei die Positionierung leicht 
erfolgen kann.
[0310] In diesem Beispiel ist die Magnetplatte 5-1
unterhalb des Dünnfilmkopfs 81 angeordnet.

(t) Beschreibung einer achtzehnten Magnetkopfan-
ordnung, die hier nicht beansprucht wird

[0311] Fig. 57 ist eine Strukturdarstellung einer 
achtzehnten Magnetkopfanordnung.
[0312] Da die Struktur der Magnetplattenvorrich-
tung in Fig. 57 auch gleich ist wie die in Fig. 51 bis 53
gezeigten, ist nur die Magnetkopfanordnung veran-
schaulicht.
[0313] Bei dieser Magnetkopfanordnung, wie in 
Fig. 57(C) gezeigt, sind Verbinderanschlüsse 72a
der Stützplatte 7 mit einem leitfähigen Klebemittel U 
überzogen, das leitfähige Füllstoffe U1 enthält, und 
Kernanschlussabschnitte 82 sind darauf platziert für 
eine Adhäsion in der Struktur der Ausführungsform 
von Fig. 56 in welcher der Dünnfilmkopfabschnitt 81
und das Paar Von Kernanschlussabschnitten 83 an 
der Unterseite des Magnetkopfkerns (Kernschieber) 
8 vorgesehen sind, wobei eine Kerbe 73 zwischen ei-
nem Paar von Anschlussabschnitten 72 an der Spitze 
der Stützplatte 7 gebildet ist.
[0314] Wenn zu dieser Zeit ein Magnetfeld oder ein 
elektrisches Feld so angelegt Wird, dass die leitfähi-
gen Füllstoffe U1 des leitfähigen Klebemittels U zu 
den Anschlüssen 82 und 72a geführt werden, weiden 
die leitfähigen Füllstoffe U1 zwischen den Anschlüs-
sen 82 und 72a konzentriert, wobei der Widerstand 
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zwischen den Anschlüssen reduziert wird, und keine 
Leitfähigkeit in den anderen Abschnitten als den An-
schlussabschnitten ersichtlich sein kann, wodurch 
ein Kurzschließen mit einem benachhbarten An-
schluss verhindert wird.
[0315] Mit dieser Struktur kann die Verbindung nur 
durch das Aufbringen des leitfähigen Klebemittels U 
erfolgen, wodurch die Verbindungsarbeit für den win-
zigen Magnetkopfkern 8 erleichtert wird.

(u) Beschreibung einer neunzehnten Magnetkopfan-
ordnung, die hier nicht beansprucht wird

[0316] Fig. 58 und 59 präsentieren Strukturdarstel-
lungen der neunzehnten Magnetkopfanordnung (Teil 
1 und Teil 2).
[0317] Da die Struktur der Magnetplattenvorrich-
tung in Fig. 58 und 59 auch gleich ist wie die in 
Fig. 51 bis 53 gezeigten, ist nur die Magnetkopfan-
ordnung veranschaulicht.
[0318] Gemäß dieser Magnetkopfanordnung sind 
Haltemittel 73 zum mechanischen Halten des Mag-
netkopfkerns 8 auf der Stützplatte 7 vorgesehen, 
wenn die Anschlüsse 82 des Magnetkopfkerns 8 mit 
den Anschlüssen 72 der Stützplatte 7 verbunden 
werden, wie in Fig. 54 bis 57 gezeigt.
[0319] In Fig. 58(A) sind Halteplatten 73a und 73b
zum Halten des Magnetkopfkerns 8 aus vier Richtun-
gen am distalen Ende der Stützplatte 7 vorgesehen, 
um den Magnetkopfkern 8 wie eine Buchse zu halten.
[0320] In Fig. 58(B) sind Halteplatten 73b zum Hal-
ten des Kopf-Chips 1 von beiden Seiten am distalen 
Ende der Stützplatte 7 vorgesehen, um den Magnet-
kopfkern 8 zu halten.
[0321] In Fig. 58(C) und 58(D), wobei beide Modifi-
kationen von Fig. 58(A) sind, sind Halteplatten 29a
und 29b zum Halten des Magnetkopfkerns aus vier 
Richtungen am distalen Ende der Stützplatte 7 vorge-
sehen, um den Magnetkopfkern 8 wie eine Buchse zu 
halten.
[0322] Diese Struktur eliminiert die Notwendigkeit 
einer Adhäsion des Magnetkopfkerns 8 und erleich-
tert seinen Austausch.
[0323] In den Beispielen von Fig. 59(A) und 59(B)
ist der Magnetkopfkern 8 mit Anschlüssen 82a verse-
hen, welche in aufgespreizte Anschlussabschnitte 
72a und 72b einzupassen sind, die auf Verdrahtungs-
mustern 71 der Stützplatte 7 vorgesehen sind, wo-
durch eine mechanische Stütze und elektrische Ver-
bindung vorgesehen werden.
[0324] Ferner ist in dem Beispiel von Fig. 59(C)
eine von einem Paar von Halteplatten 73b der Stütz-
platte 7 mit Verbinderanschlüssen 72b versehen, die 
mit Verdrahtungsmustern 74 verbunden sind. Zusätz-
lich sind die Verbinderanschlüsse 82 an einer Seite 
des Magnetkopfkerns 8 vorgesehen. Wenn der Mag-
netkopfkern 8 in das Halteplattenpaar 73b eingeführt 
wird, um gesichert zu werden, gelangen die Verbin-
deranschlüsse 82a des Magnetkopfkerns 8 mit den 
Verbinderanschlüssen 72b der Halteplatte 73b in 

Kontakt, wodurch elektrische Verbindungen vorgese-
hen werden.
[0325] Da ein Kopfabschnitt, der auf einem Wafer 
hergestellt wird, als kleinster Teil behandelt wird, der 
für eine Dünnfilmbildung notwendig ist, und der ande-
re Abschnitt getrennt als flexibler Stützkörper gebil-
det wird, kann die Anzahl von Kopf-Chips, die auf 
dem Wafer hergestellt werden können, signifikant er-
höht werden, und die Kosten der Kopf-Chips und ei-
ner diese verwendenden Magnetplattenvorrichtung 
können stark reduziert werden.

Patentansprüche

1.  Magnetkopfanordnung, die an einem Arm (3) 
zu montieren ist, zum rechtwinkligen Aufzeichnen 
und Reproduzieren von Daten auf und von einer Ma-
gnetplatte (5), mit:  
einem rechtwinkligen Aufzeichnungskopf-Chip (1) 
mit einem Lese/Schreibelement, das eine Laminie-
rung aus einer Isolierschicht, einem magnetischen 
Hauptpol (16), einer Spule (17) und Anschlussab-
schnitten (11, 13) der Spule (17) aufweist, die aus 
dünnen Filmen gebildet sind, und einem Rückführ-
joch, um einen Weg mit niedriger Reluktanz zu schaf-
fen,  
einem flexiblen Stützkörper (2), der einen Leitungs-
abschnitt aufweist und am Arm (3) angebracht ist, 
zum Stützen des Kopf-Chips,  
dadurch gekennzeichnet, dass:  
der Kopf-Chip eine T-Form aufweist, und der Stütz-
körper eine Vertiefung aufweist, die an einem Spitze-
nende davon gebildet ist, um einen vertikalen Ab-
schnitt des T-förmigen Kopf-Chips zu halten.

2.  Magnetkopf-Chipanordnung nach Anspruch 1, 
wobei Verbinderanschlüsse (11, 13) der Spule (17) 
an beiden Seiten eines oberen horizontalen Ab-
schnitts des T-förmigen Kopf-Chips gebildet sind.

3.  Magnetkopfanordnung nach einem der An-
sprüche 1 oder 2, welcher Kopf-Chip (1) ein Kopf des 
Kontakttyps ist, der vom flexiblen Stützkörper (2) ver-
anlasst wird, mit der Magnetplatte (5) in Kontakt zu 
gelangen, wenn der Kopf-Chip (1) mit der Magnet-
platte operativ ist.

4.  Magnetkopfanordnung nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, welcher Kopf-Chip einen Teil eines 
Substrats (1a) einschließt, auf dem das Lese/Schrei-
belement als Dünnfilmlaminierung gebildet ist, wel-
cher flexible Stützkörper Verbindungskontaktstellen 
(21, 23) des Leitungsabschnitts umfasst, die mit den 
Anschlussabschnitten (11, 13), des Kopf-Chips (1) zu 
verbinden sind,  
wobei Oberflächen, jeweils auf dem Kopf-Chip und 
dem flexiblen Stützkörper, die Verbindungskontakt-
stellen des Leitungsabschnitts und die Anschlussab-
schnitte des Kopf-Chips umfassen, die zu verbinden 
sind.
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5.  Magnetkopfanordnung nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, bei welcher der Kopf-Chip (1) ein uni-
polarer Kopf ist und einen Magnetfluss-Rückführab-
schnitt (10) aufweist.

6.  Magnetkopfanordnung nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, bei welcher der flexible Stützkörper 
(2) ein Signalkontaktmuster (24, 26) mit dem An-
schlussabschnitt (24a, 26a) aufweist, die auf einer 
Stützplatte (20) mit Elastizität vorgesehen sind.

7.  Magnetkopfanordnung nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, bei welcher jener Teil des flexiblen 
Stützkörpers (2), der auf einer Seite des Arms (3) 
liegt, breiter ausgebildet ist.

8.  Magnetkopfanordnung nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, bei welcher der Anschlussabschnitt 
(21, 23) des flexiblen Stützkörpers (2) mit dem An-
schlussabschnitt (11, 13) des Kopf-Chips (1) mit einer 
Goldkugel durch Druckbonden verbunden ist.

9.  Magnetkopfanordnung nach Anspruch 6, bei 
welcher der Kopf-Chip (1) an beiden Seiten davon mit 
dem flexiblen Stützkörper (2) verbunden ist.

10.  Magnetkopfanordnung nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, bei welcher eine Richtung der Dünn-
filmlaminierung des Kopf-Chips (1) parallel zu einer 
Oberfläche der Magnetplatte (5) ist, wenn der 
Kopf-Chip (1) damit operativ ist.

11.  Magnetkopfanordnung nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, bei welcher eine Richtung der Dünn-
filmlaminierung des Kopf-Chips (1) vertikal zur Ober-
fläche der Magnetplatte (5) ist, wenn er damit opera-
tiv ist.

12.  Verfahren zur Herstellung einer Magnet-
kopfanordnung, die an einem Arm (3) zu montieren 
ist, zum Aufzeichnen und Reproduzieren von Daten 
auf und von einer Magnetplatte (5), mit:  
einem Schritt des Bildens einer Anzahl rechtwinkliger 
Kopf-Chips (1) mit einer T-Form, einer Laminierung 
aus einer Isolierschicht, einem Rückführjoch, einem 
magnetischen Hauptpol (16), einer Spule (17) und 
Anschlussabschnitten (11, 13) der Spule (17), die aus 
dünnen Filmen auf einem Substrat gebildet werden,  
einem Schritt des Ausschneidens des T-förmigen 
Kopf-Chips (1) aus dem Substrat; und  
einem Schritt des Verbindens von einem flexiblen 
Stützkörper (2), der eine an seinem einen Spitzenen-
de gebildete Vertiefung aufweist, die einen vertikalen 
Abschnitt des T-förmigen Kopf-Chips hält, und Lei-
tungsabschnitten und Verbindungskontaktstellen der 
Leitungsabschnitte mit den Anschlussabschnitten 
(11, 13) des Kopf-Chips (1).

13.  Verfahren nach Anspruch 12, wobei der 
Kopf-Chip eine Wafer-Basis (1a) einschließt, auf der 

das Lese/Schreibelement als Dünnfilmlaminierung 
gebildet ist, welcher flexible Stützkörper Verbin-
dungskontaktstellen (21, 23) des Leitungsabschnitts 
umfasst, die mit den Anschlussabschnitten (11, 13) 
des Kopf-Chips (1) zu verbinden sind,  
wobei Oberflächen, jeweils auf dem Kopf-Chip und 
dem flexiblen Stützkörper, die Verbindungskontakt-
stellen der Leitungsabschnitte und die Anschlussab-
schnitte des Kopf-Chips umfassen.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 
13, bei dem der Kopf-Chip ein Kopf des Kontakttyps 
ist, der von einem flexiblen Stützkörper (2) veranlasst 
wird, mit der Magnetplatte in Kontakt zu gelangen.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 
14, bei welchem der Schritt des Ausschneidens des 
Kopf-Chips das Ausschneiden einer Vielzahl von 
Kopf-Chips (1), die in einer Reihe angeordnet sind, 
aus dem Substrat umfasst,  
welches Verfahren ferner einen Schritt des Herstel-
lens eines Stützkörperblatts mit einer Vielzahl von 
Stützplatten (2) umfasst, die mit Kontaktmustern ge-
bildet sind, um mit den Anschlussabschnitten (11, 13) 
der Kopf-Chips (1) verbunden zu werden, die an ei-
nem Verbindungssteg in Abständen der Kopf-Chips 
angebracht sind;  
welcher Verbindungsschrittferner umfasst:  
Positionieren der Kopf-Chips des Kopfblocks in Be-
zug auf die jeweiligen distalen Enden der Stützplatten 
des Stützkörperblatts und Verbinden der Anschluss-
abschnitte der Kopf-Chips mit den Kontaktmustern 
der Stützplatten; und  
Trennen der Kopf-Chips vom Kopfblock und Trennen 
von Basisabschnitten der Stützkörper vom Verbin-
dungssteg, wodurch Magnetkopfanordnungen mit 
Stützkörpern zum Stützen der Kopf-Chips vorgese-
hen werden.

16.  Magnetplattenvorrichtung, mit:  
einer Magnetplatte (5);  
einem Spindelmotor zum Drehen der Magnetplatte 
(5);  
einem Betätiger (4) mit einem Arm (3) zum Bewegen 
des Arms (3) in einer Richtung, die Spuren der Mag-
netplatte (5) schneidet; und  
einer Magnetkopfanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 11, die an dem Arm (3) montiert ist, zum 
Aufzeichnen und Reproduzieren von Daten auf und 
von der Magnetplatte (5).

Es folgen 59 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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